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關於本報告書

報告書主軸

      環球晶圓股份有限公司(簡稱環球晶圓），為專業矽晶圓供應商，所生產

的產品應用在積體電路元件、電力電子元件。為因應全球氣候變遷及企業社

會責任發展趨勢，環球晶圓自主編制企業社會責任報告書，本著長期以來深

耕與在地社會的互動，透過與利害關係人的議合，揭露環球晶圓在公司治理

、經濟面、環境面、社會面重大議題之相關資訊與執行改善成效，以及未來

公司永續發展之願景與目標。

報告書編輯與定稿:

      環球晶圓透過下列程序彙整資訊及編輯本報告書

‧規劃、彙整

    由CSR核心小組主要成員(包括總經理室及安衛管理部)，負責報告書的整

    體規劃、資料彙整、溝通整合及編輯修訂。

‧編輯程序、審核及定稿

    由企業永續發展委員會各成員收集資料，撰寫報告，並經各部門主管確認

    數據無誤後，最後送董事長(企業永續發展委員會主任委員)核閱、定稿出

    版。

報告書依循標準

      本報告內容架構主要參照全球永續性報告協會(Globa l  Repor t ing  

Initiative, 簡稱 GRI) 所發行的「永續性報告指南」G4 版本，依循核心選項

揭露。另外，本報書也依循上市公司編製及申報企業社會責任報告書作業辦

法進行編製。對於利害相關人所關注的重要議題，環球晶圓依據實質性分析

結果，揭露與回應於相關章節。
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報告書邊界與揭露期間
      本報告書為環球晶圓首度發行之企業社會責任報告書，涵蓋期間及範疇

如下： 

發行時間：2018 年 6 月

涵蓋時間：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日

涵蓋範疇：本 報 告 書 為 首 次 發 行 ， 因 2 0 1 6 年 7 月 1 日 完 成 收 購 To p s i l  

                  Semiconductor Materials A/S(簡稱Topsil)旗下的半導體事業

                  群，2016年12月2日完成收購SunEdison Semiconductor  

                  Limited(簡稱SEMI)，因甫完成收購，部分營運據點因現況資料

                  收集未臻完整，重大考量面所涵蓋營運據點有部分據點的績效數

                  據未在本年度報告中揭露，我們將於今年度開始建置資料蒐集的

                 機制，並期望在未來的3年內所揭露的績效數據將涵蓋重大考量

                  面所有營運據點。以下就各績效分別說明涵蓋範疇：

經濟績效：涵蓋環球晶圓所有營運生產據點，包含環球晶圓總部、中德電子

                  材料股份有限公司、GlobalWafers Japan Co. Ltd.、MEMC 

                   Japan Ltd.、MEMC Korea Company、昆山中辰矽晶(有)公司

                   、MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd.、GlobiTech 

                    Incorporated.、SunEdison Semiconductor, LLC、MEMC 

                    Electronic Materials, SpA、Topsil GlobalWafers A/S、

                    Topsil Semiconductors sp. z o.o、SunEdison Semiconductor 

                    Limited，財務數據由安侯建業聯合會計師事務所依據國際財務

                   報導準則(International Financial Reporting Standards,IFRS)

                   查核簽證，並以新台幣為計算單位。

環境績效：除了Topsil Semiconductors sp. z o.o因無法揭露詳實的數據予

                  以排除，其他營運生產據點均納入環境績效揭露範疇，由各權責

                  部門自行統計彙整，惟因部分數據海外據點資料未臻完整，將於

                  內文統計資料中備註揭露範圍。

社會績效：除員工統計分析涵蓋所有營運生產據點外，其他績效涵蓋範圍與

                  環境績效一致，由各權責部門自行統計彙整。

      未來環球晶圓每年定期發行企業社會責任報告書，並提供電子檔於環球

晶圓網站利害關係人專區供下載瀏覽。

報告書確信

      環球晶圓為強化本報告書與GRI G4的符合度及提昇環球晶圓在永續經

營資訊的透明度及公信力，經環球晶圓企業永續發展委員會決議由第三方

獨立驗證機構查證，本報告書經立恩威國際驗證股份有限公司(DNV GL 

Business Assurance Co., Ltd)查證符合 GRI G4 核心依循選項及DNV GL 

VeriSustain 查驗準則中度保證等級的要求，查證聲明詳如附錄。

聯繫窗口

      如果您對本報告書有任何指教，歡迎透過以下方式與我們聯繫：

環球晶圓股份有限公司

聯絡人：發言人 李崇偉 企業發展副總經理

電話：03-577-2255 # 2291

代理發言人 : 簡明輝 處長

電話 : 03-577-2255 # 2379

地址：新竹市科學工業園區工業東二路八號

E-mail：GWCIR@sas-globalwafers.com

官方網站：http://www.sas-globalwafers.com/pages/gw/tw/index.aspx
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永續績效總覽

經濟面
公司治理關鍵指標

上市櫃公司資訊揭露及公司治理評鑑等級

經濟關鍵指標

營業收入

2017 第四屆公司治理評鑑-上櫃組排列前20%。

2016 第三屆公司治理評鑑-上櫃組排列前20%。

合併營收 單位：新台幣億元

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

營業收入 156 159 153 184 462
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負債資產比 單位：%

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

負債資產比

EPS 單位：新台幣元

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

EPS 6.14 6.60 5.80 2.54 12.68
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股東權益報酬率 單位：%

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

資產報酬率 單位：%

2013年 2014年 2015年 2016年 2017年

資產報酬率 9.98 9.97 9.08 2.39 8.53
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二氧化碳當量排放

水資源回收
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2015年 2016年 2017年
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環境面
環境關鍵指標
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客戶滿意度

教育訓練人均時數

單位：%
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社會面
社會關鍵指標

單位：小時

2015年 2016年 2017年
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經營者的話
       環球晶圓前身為中美矽晶製品股份有限公司半導體事業部門，於2011年

自集團分割獨立。環球晶圓自創立以來，始終秉持「誠信」、「道德」、

「信任」的經營理念，運用集團尖端的領先技術，加速新製程和次世代新產

品的開發能量，藉由集團資源垂直整合，大幅提昇營運績效，期能為投資人

、客戶及員工創造更多價值。同時為響應全球永續發展目標(Sustainable 

Development Goals; SDGs)，環球晶圓自主編制且經由第三方國際標準驗

證的企業社會責任報告書，完整揭露2017年度環球晶圓落實企業社會責任的

各項具體作為與成效，展現邁向永續經營目標的決心。

      2017年全球半導體晶圓供不應求且大尺寸晶圓價格逐季調漲，環球晶圓

在市況需求強勁且成功發揮合併SunEdison Semiconductor團隊的綜效下

，營運表現優異，2017年度交出亮麗的成績單。

(1)總營收達新台幣462.13億元，年成長率151%，再創歷史新高。

(2)合併營業淨利為新台幣74.14億元，較前一年度大幅成長4倍以上。

(3)每股盈餘新台幣12.68元，較去年的2.54元大幅成長。

(4)股東權益為新台幣340.54億元，較前一年度成長1倍以上。

(5)合併負債比從74%降至52%。

(6)2017年底總市值從2016年的新台幣425億元攀升至新台幣1,738億元。

(7)專利獲證數達97件。

(8)「上市櫃公司治理評鑑-上櫃組排名前20%企業」之佳績。

(9)榮獲上海華虹宏力半導體 (HHGrace) 的傑出合作供應商獎。

(10)榮獲ON Semiconductor前製程材料年度最佳供應商獎。

(11)併購SunEdison Semiconductor榮獲台灣併購與私募股權協會頒發年

       度最具代表性併購獎，以及最佳跨國併購獎。

      環球晶圓在研發團隊齊心戮力下，除了持續研發新技術與新材料外，更

透過併購與資源整合，提昇技術水平，順勢跨入半導體高附加價值的大尺寸

矽晶圓領域。2017年在製程技術發展、新產品技術研發及客戶認證評估上都
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達成許多重要的指標，獨自開發長晶自動化系統，提昇製程穩定性、優化品

質並降低成本，亦成功開發新世代寬能隙高功率半導體材料碳化矽及氮化鎵

，可結合電動車與快速充電系統，達到節能效果。未來環球晶圓仍將朝向超

越摩爾定律的目標邁進，繼續致力於功率元件關鍵材料的效能提昇，大幅降

低晶圓缺陷並且進一步提升晶圓平坦度，尤其是大尺寸碳化矽的材料開發。

隨著5G的技術不斷發展，將持續投入氮化鎵射頻元件關鍵技術的開發，以因

應物聯網及第五代行動通訊市場之需求。另一方面，為提高生產效率及減少

環境污染，將全力加速Slurry Wire(砂漿線)轉至Diamond Wire(鑽石線)的

切片製程，藉由新製程的導入而擴大節能減碳的成效，為地球環保盡一份心

力。在智慧財產管理制度方面，環球晶圓一向積極推動各項重要技術領域之

專利佈局，2017年專利申請數為206件，獲證數量為97件，目前全球專利累

積申請數已達1,149件，獲准的件數更高達819件。

      環球晶圓除了致力於製程技術能力的提升外，更不忘為環保節能盡一份

心力，在政府的政策推動之下，環球晶圓亦積極推展美國經濟學家波爾丁

(Kenneth Boulding)提出的「循環經濟」概念，努力於降低對傳統線性經濟

的依賴，減少廢棄物的產生，以達到地球永續發展。「循環經濟」是地球永

續的一帖良方，也是企業轉型的契機。此外，許多專家學者認為創新才是循

環經濟的核心，產業必須具有創新的特質，才具有發展的潛力，而環球晶圓

則已經具備發展循環經濟的條件，未來仍需要持續強化本身技術的優勢，在

這個永續與環保議題迫切的時代，持續發展綠色設計，秉持追求低耗能、零

廢棄的態度而努力。2017年是豐收忙碌的一年，環球晶圓完成ISO 50001能

源管理系統導入及驗證、推動清潔生產評估計畫、推動水足跡盤查及查證、

推動組織型碳盤查及查證，並與明碁能源合作、清華大學產學合作推動各項

節能改善計畫。2018年則持續導入綠建築改善與申請、導入MFCA物質流成

本分析概念，以期達到資源利用極大化與環境衝擊極小化之雙重效益，實現

循環經濟之理念。

      環球晶圓在追求經營績效成長的同時，更重視員工價值，提供同仁優

質的工作環境、完善的薪酬制度與多元的職涯訓練，建立開放的溝通管道

與公平晉升制度，打造寬廣且人性化的職業舞台，全力營造和諧幸福的職

場。在社會關懷方面，鼓勵員工發揮愛心，持續關懷弱勢族群，積極參與

捐血活動、偏遠地區圓夢計劃、贊助弱勢兒童與公益團體等各項社會公益

活動，實踐「取之於社會，用之於社會」的企業公民理念。

      展望2018年，全球12吋及8寸矽晶圓市場需求持續暢旺，環球晶圓自

2016年成功併購Topsil及SunEdison Semiconductor後，已成為全球第

三大晶圓供應商，目前擁有完整產品組合及強大研發能量的高科技人才，

今後更將積極著手去瓶頸及朝向高效率

長晶技術、大尺寸先進製程、重摻

長晶及功率半導體磊晶技術發

展，提供更先進及更節能的

半導體材料，以期能在晶

圓製程領域，取得全球

領先地位，再締造業

績高峰，進而回饋客

戶、股東、員工及

相關利害關係人，

以落實永續發

展目標。

8

環球晶圓  董事長暨執行長環球晶圓  董事長暨執行長
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關於環球晶圓
公司概況

        環球晶圓股份有限公司(以下簡稱環球晶圓)，成立於2011年10月18日，

總部設立於臺灣新竹市，從事製造3吋至12吋矽晶圓，產品廣泛應用於邏輯、

記憶體、能源管理、汽車、資訊科技業及微機電系統(MEMS)，是全球第三

大半導體矽晶圓廠和第一大非日系半導體矽晶圓廠，擁有超過17%全球市佔

率。環球晶圓前身為中美矽晶製品股份有限公司(以下簡稱中美矽晶)半導體

事業部門，於2011年自集團分割獨立。

      環球晶圓於2016年成功購併丹麥Topsil Semiconductor Materials A/S

 (以下簡稱Topsil) 及SunEdison Semiconductor Limited(以下簡稱Sun

Edison)成為全球第三大晶圓供應商，從此產品領域更由CZ成功跨入大尺寸

磊晶圓、拋光矽晶圓、絕緣矽晶圓及FZ半導體晶圓，並結合環球晶圓頂尖的

運營模式與市場優勢及SunEdison遍布全球的據點與產品研發能力，建立了

更完善的產品線，共計16處營運生產據點，策略性地區分布於亞洲、歐洲、

美國地區共10個國家。環球晶圓擁有絕佳完整產品組合，將加速提升新技術

與新產品的開發能量及持續專注於服務客戶，為客戶、股東及員工創造更多

價值。
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        環球晶圓經由與業界策略聯盟及對外轉投資所發揮的資源整合效益來提升經營績效，積極前進並立足站穩更佳的優勢地位，以股東權益最大化的集團經營模

式來擴大事業經營版圖，積極提昇全球市場佔有率，以進一步在晶圓製造領域取得全球領先地位。

Product Portfolio

矽晶圓尺寸 (英吋)
終端應用

<6” 6” 8” 12”

退火矽晶圓  

磊晶矽晶圓    

拋光矽晶圓    

擴散矽晶圓  

非拋光矽晶圓  

區融矽晶圓   

絕緣矽晶圓    

碳化矽矽晶圓  

氮化鎵/矽基板
氮化鎵/碳化矽   

記憶體 液晶顯示驅動晶片 類比/邏輯集成電路

功率元件

記憶體

風力渦輪機

電源管理

分離式元件

微機電感測器 互補金屬氧化物半導體高伏功率元件 射頻元件

通信用 功率元件

高速鐵路

車用電子

航太

醫療設備 車用電子

微處理器/微控制器

車用電子

影像感測器

光通信

類比/邏輯集成電路

高速鐵路高伏功率元件車用電子

光伏變流器
射頻元件電源供應器

風力渦輪機

10
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環球晶圓基本資料

公司全名
環球晶圓股份有限公司

設立日期
2011年10月18日

資本額
新台幣43.73億元

主要產品與技術
3吋至12吋矽晶圓

員工人數
台灣：1,584名員工
海外：5,321名員工

總部
新竹市科學工業園區工業東二路八號

董事長暨執行長
徐秀蘭

總經理
Mark Lynn England

營運所在國家
台灣、中國大陸、日本、南韓、馬來西亞、美國、義大利、波蘭、丹麥、
新加坡

員工人數是依據2017.12.31統計資料

營運生產據點
      環球晶圓總部設於台灣新竹，全球分佈據點有台灣、中國大陸、日本、南韓、馬來西亞、美國、義大利、波蘭、丹麥及新加坡等地，目前產品主要銷售於亞洲、歐洲

及美洲等地區。環球晶圓一直以來致力於功率元件關鍵材料的效能提升，尤其對碳化矽(SiC)晶圓的技術開發更不餘遺力，期能藉由節能減碳的改善為環保進一份心力。

GlobalWafers Co., Ltd.
(Taiwan)

100%

Sin
o Sili

con Technolo
gy

100%
Glo

biTech

China USA

100%GW
J

Japan

100%Topsil

Denmark,
Poland

100%

SunEdiso
n Sem

iconducto
r(“

SEM
I”)

Taiwan,USA,Japan,Korea,
Italy,Malaysia,Singapore

11
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6

6

1 台灣
環球晶圓總部
中德電子材料股份有限公司

2

2

中國大陸
昆山中辰矽晶(有)公司

3 日本
GlobalWafers Japan Co. Ltd.
MEMC Japan Ltd.

4 南韓
MEMC Korea Company

5

5

馬來西亞
MEMC Electronic Materials,  
Sdn Bhd.

美國
GlobiTech Incorporated.
SunEdison Semiconductor, LLC

7 義大利
MEMC Electronic Materials, 
SpA

8 波蘭
Topsil Semiconductors 
sp. z o.o

9 丹麥
Topsil GlobalWafers A/S

10

10

新加坡
SunEdison Semiconductor 
Limited

4 3

1

9

註：1. SunEdison Semiconductor Limited 於2018年3月更名為GlobalWafers Singapore Pte. Ltd.。

       2. SunEdison Semiconductor LLC於2018年3月更名為MEMC LLC。

8

7

12



關
於
環
球
晶
圓

參與外部協會 公司大事記
發展沿革

台灣半導體產業協會(TSIA)

SEMI

SEMI SMG

Japan Society of Newer Metals

Federation of Malaysian Manufacturers (FMM)

Malaysian International Chamber of 

Commerce and Industry (MICCI)

Local Industrial Association

The Korea Chamber of Commerce &  Industry

Korea Environmental Preservation Association

Korea Industrial Safety Association

Korea Chemicals Management Association

Korea Fire Safety Association

Certified Hazardous Materials Manager CHMM

高功率元件應用研發聯盟

中華企業協進會

新竹縣工業會

台灣科學工業園區科學工業同業公會

中華民國內部稽核協會

中華民國電腦稽核協會

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

協會/組織 協會/組織 會 員 擔任角色

主席

會長

2011/10

2012/04

2013/08 2013/12

2013/12

2014/07 2014/09 2014/10

2015/09

2016/07

2016/082016/08

2016/12 2017/04

公司成立(自中美矽晶半導體事業處分割獨立)

收購日商 Covalent Materials Corporation 公司
旗下半導體矽晶圓事業部

ISO14001認證通過 台灣智慧財產管理制度(TIPS)認證通過

環球晶圓獲得國健暑102年度健康職場啟動標章認證肯定

TS16949：
2009認證通過 股票公開發行 股票登錄興櫃買賣

2015年9月25日於證券櫃檯買賣中心掛牌上櫃

收購丹麥Topsil Semiconductor Materials A/S
半導體事業群

職業安全衛生管理系統
OHSAS 18001：2007認證通過ISO 14001:2015認證通過

收購SunEdison Semiconductor
榮獲證基會第三屆公司治理評鑑
上櫃公司排名前百分之二十

13
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獲獎紀錄

2011/12

2012/09

2013/12

2016/06

2017

榮獲中華民國企經協會第 29 屆
「國家傑出經理人獎 -傑出台商
總經理」獎項

2017/05  榮獲上海華虹宏力半導體
 (HHGrace) 的傑出合作供應商獎

2017/06  榮獲ON Semiconductor
前製程材料年度最佳供應商獎

2017/12  李崇偉副總榮獲SEMI協
會頒發卓越表現感謝狀

2017/12  併購SunEdison 
Semiconductor榮獲台灣併購與私
募股權協會頒發年度最具代表性併
購獎，以及最佳跨國併購獎

母公司中美矽晶併購日本商Covalent
案榮獲台灣併購與私募股權協會頒發
2012年度最具代表性併購金鑫獎

榮獲健康職場標章

榮獲經濟部能源局節能績優廠商

14



利害關係人之鑑別1.1

利害關係人溝通與回應1.2

重大性議題之鑑別與分析1.3

利害關係人
    議合與分析
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1.1利害關係人之鑑別
       利害關係人鑑別與溝通為企業社會責任的核心基礎，環球晶圓依據公司
之營運特性及透過跨部門會議討論，我們鑑別出環球晶圓之利害關係人，包
含：員工、客戶、股東(投資人)、供應商(承攬商)、政府機構、媒體等。

1.2 利害關係人溝通與回應
       環球晶圓在日常各項業務已設置各類型態溝通管道與利害關係人保持互
動，並且在官方網站上設有外部溝通信箱及客服專線，藉此了解來自與我們
經營活動相關的投資人、客戶、媒體…等主要利害關係人的意見。

1.3重大性議題之鑑別與分析
       環球晶圓廣納多元意見，參考全球永續性報告協會(Global Reporting

 Initiative ,GRI)G4永續性報告指南實施手冊，依界定報告內容的原則，

利害關係人包容性：環球晶圓已鑑別利害關係人，並說明如何回應他們

的合理期望與利益。永續性脈絡：揭露環球晶圓如何對當地、區域以至

全球的經濟、環境及社會情況、發展及趨勢作出改善或降低破壞。重大

性：反映環球晶圓的顯著經濟、環境和社會衝擊以及會實質影響利害關

係人的評估和決策。完整性：報告書包含之重大主題及其邊界，足以反

映環球晶圓在經濟、環境及社會的顯著衝擊，並使利害關係人評估環球

晶圓在報導期間的績效。

       界定報告品質的原則，準確性：報告之資訊充分準確及詳盡，供利害

關係人評估環球晶圓的績效。平衡性：報告之資訊反映環球晶圓正、反兩

面績效，讓各界對環球晶圓的整體績效做出合理的評估。清晰性：環球晶

圓呈現資訊的方式，可讓使用資訊的利害關係人易於理解和取得。可比較

性：環球晶圓以一致的標準來篩選、整理和報告資訊。資訊表達的方式，

讓利害關係人能分析環球晶圓長期的績效，並與其它組織進行比較分析。

可靠性：環球晶圓編製報告書時所使用的資訊及流程，以可供檢視、並可

建立資訊品質及重大性的方式，予以蒐集、記錄、彙整、分析及揭露。時

效性：環球晶圓定期報告，及時提供資訊以供利害關係人進行決策。

       環球晶圓重大性議題鑑別，由各分公司之總經理室、行銷處、採購處

、行政處及相關對外單位與利害關係人的互動經驗及溝通紀錄，蒐集員工

、客戶、股東(投資人)、供應商(承攬商)、政府機構、媒體等所關切之議

題，另外由部分企業永續發展委員會成員以內部會議方式，由委員依「利

害關係人關注程度」及「對環球晶圓的衝擊」兩個層面，將各關注議題分

別鑑別其重要性，再分經濟面、環境面及社會面等三大面向繪製重大性矩

陣圖，將各面向中具有高關注度及高衝擊度之議題列為重大性議題。我們

將於本報告書中揭露其管理方針，而其他未達重大性衝擊之議題，則採摘

要式揭露或未於本報告書中揭露。

員工 媒體客戶 政府
機構

股東
(投資人)

供應商
(承攬商)

主要利害關係人 對環球晶圓的意義

公司營收

主要來源

員工為公司最重要

的資產，唯有照顧

好員工，兩者才能

同步成長

溝通管道 溝通頻率

不定期

每年1次

不定期

不定期

不定期

不定期

每年4次

不定期

每年1次

不定期

2017年共15 
場法說會

每年1次

不定期

不定期

不定期

不定期

不定期

不定期

不定期

平均每季
發布2~3
則新聞稿

關注議題

客戶

產品價格/客戶服務

產品品質/產品有害

物質管理/業務連續

性計畫

職業安全/人權/

緊急應變/就業機會/

女男同酬

道德誠信/

經營策略與財務目標/

源頭減量

水資源管理/水污染防治
化學品管理/廢棄物管理
污染預防/源頭減量/
法規遵循(勞動、經濟、
工安、環保、產品)/
溫室氣體減量

溫室氣體減量/

財務績效/

法規遵循

財務健全/道德誠信
風險與危機管理/
財務績效/經營策略
與財務目標/
法規遵循/
業務連續性計畫

業務會議

年度客戶滿意度調查

客戶稽核

電話或電子信箱申訴或抱怨

內部網站及電子郵件

公司佈告欄

勞資會議(台灣區)

各申訴信箱或專線

績效考核面談

各組織會議

股東大會、法人說明會、海內投資機構
研討會及面對面溝通會議

公司年報

公司官網、新聞發佈公開觀測站發布訊息

電話及電子郵件收集訊息及回覆

業務會議

現場稽核

電話及電子郵件收集訊息及回覆

公文往返、會議(公聽會或說明會)

透過公會或協會會議溝通

發布新聞
不定期接受媒體記者採訪及提供產業訊息

員工

所有股東均為本公

司出資者，對於應

揭露之資訊，均以

公平處理為原則股東/投資人

與公司為夥伴關係
，須確保理念相同
才能提供符合公司
要求之服務供應商/承攬商

政府機構

需維持通暢良好之溝
通關係，表達公司遵
循法規要求之決心

建構媒體連繫管道，
不定期提供正確且公
正客觀的產業及企業
相關資訊媒體
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6 23 12
利害關係人議合

蒐集利害關係人之
永續發展關注議題

永續發展議題
對環球晶圓的衝擊

鑑別出 6 大
利害關係人群體

蒐集永續發展議題
共 23 項

企業永續發展委員會

鑑別出 12 項重大議題

重大性議題-經濟面

1.法規遵循 
2.財務績效 
3.經營策略與財務目標 
4.財務健全 
5.風險與危機管理 
6.業務連續性計畫(BCP) 
7.道德誠信

1

2
3

4

5

6

7

0

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

利
害
關
係
人
關
注
程
度

對環球晶圓的衝擊

重大性議題-環境面

1.源頭減量
2.污染預防
3.溫室氣體減量
4.廢棄物管理
5.產品有害物質管理
6.水污染防治
7.空氣污染控制
8.水資源管理
9.化學品管理

1

2

3
4

56

78

9

0

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

利
害
關
係
人
關
注
程
度

對環球晶圓的衝擊

重大性議題-社會面

1.職業安全與緊急應變
2.產品品質
3.客戶服務
4.人權
5.勞工平等、同工同酬
6.就業機會
7.產品價格

123
4

5
6

7

0

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5

利
害
關
係
人
關
注
程
度

對環球晶圓的衝擊
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重大考量面邊界與範疇

註：
1.本報告書為首次發行，於部分營運據點因現況資料收集不完整，重大考量面所涵蓋營運據點有部分據點的績效數據未在本年度報告中揭露，我們將於今年度開始建置資料蒐集的機制，並期望在未來的3年內所揭
   露的績效數據將涵蓋重大考量面所有營運據點。
2.內部邊界：台       灣：環球晶圓總部、中德電子材料股份有限公司
                   中國大陸：昆山中辰矽晶(有)公司
                   日       本：GlobalWafers Japan Co. Ltd.、MEMC Japan Ltd.
                    南      韓：MEMC Korea Company
                    馬來西亞：MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd.
                    美      國：GlobiTech Incorporated.、SunEdison Semiconductor, LLC
                    義 大 利：MEMC Electronic Materials, SpA
                    波      蘭：Topsil Semiconductors sp. z o.o
                    丹      麥：Topsil GlobalWafers A/S
                    新 加 波：SunEdison Semiconductor Limited

環球晶圓重大性議題 考量面 GRI  G4

SO8

PR9

EN29

EC1

--

EN2

EN6

EN8、EN10

EN27

EN15、EN16

EN21

EN23~EN25

LA5、LA7

LA6

--

PR5

HR3

HR4

HR5

HR6

HR12

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

公司內部邊界 公司外部邊界

社會法規遵循

產品責任法規遵循

環境法規遵循

經濟績效

--

原物料

能源

水

產品服務

排放

廢污水和廢棄物

職業健康與安全

--

產品及服務標示

不歧視

結社自由與集體協商

童工

強迫與強制勞動

人權實務申訴機制

環球晶圓 中德電子 海外分公司 供應商

法規遵循

財務績效(含經營策略與財務目標)

財務健全

源頭減量

污染預防

溫室氣體減量

廢棄物管理

職業安全與緊急應變

產品品質

客戶服務

人權

經濟面

社會面

18

環境面
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重大議題
       法規遵循、經營策略與財務目標、財務健全、財務績效。

管理機制

對環球晶圓的意義
       環球晶圓本著「誠信」、「專業」、「團隊」、「創新」的理念，強調以

誠信為原則，以親切、專注、積極及專業的精神，激發各個人的創造力，透過

團隊的默契、技術及管理的不斷創新，展現本公司特有的文化，積極落實企業

社會責任並創造公司獨特的價值，以贏得投資人、客戶及員工的信任，邁向永

續經營目標。

財務績效法規遵循

經營策略
     與

       財務目標 財務健全

誠信

專業

團隊

創新

‧永續成長。
‧集中資源強化新併事業體之營運績效，將成本極小化，促使獲
 利達最大值。
‧以現有穩定之優異經營績效為基礎，透過策略聯盟或併購方式
，穩健擴大公司營運規模。

運用集團尖端之領先技術開發符合次世代產品運用之晶片，朝向
大尺寸先進製程、重摻長晶及功率半導體磊晶技術發展，成為全
球規模最大且產品完整性最高的矽晶圓供應商。

政策

承諾

目標

短期目標

‧快速整合新併事業體的技術資源，深化跨國技術整合
 平台，全面提升品質及客戶滿意度。
‧調整內部營運體質為主軸，優化各事業體的經營體質
 及效率，持續提升營運績效。
‧持續優化各生產據點的生產效率，在現有設備基礎下
 讓產能極大化，盡可能滿足客戶訂單需求。

中期目標

長期目標

‧結合集團內所有技術、資源與各種可能性，包含去除
 各廠區瓶頸站點與極大化產品產能，深化跨國技術整
 合平台，全面提升品質及客戶滿意度，以滿足未來市
 場強大的需求。
‧朝向大尺寸先進製程、重摻長晶及功率半導體磊晶技
 術發展，成為全球規模最大且產品完整性最高的矽晶
 圓供應商。
‧建立優質的公司治理機制，達到營運永續成長的目標。

‧資源強化新併事業體之營運績效，優化全球10個國家
 16處營運生產據點的生產技術、採購、產能、行銷之
 跨地整合，將成本極小化。
‧持續優化各生產據點的生產效率，在現有設備基礎下
 讓產能極大化，並提升產能調度彈性以達到最具規模
 經濟的競爭力。
‧積極佈局利基型應用先進製程，快速提升新技術與新
 產品之開發能量，並加強專利佈局。

20
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制度

外部制度

遵循公司法、證券交易法、企業併購法、公開發行
公司網路申報公開資訊應注意事項、公平交易法、
勞動基準法。

內部制度

建置內部控制制度、公司章程、取得或處分資產處
理程序、背書保證管理辦法、資金貸與他人作業程
序、從事衍生性商品交易處理程序、公司治理實務
守則、企業社會責任實務守則、經營誠信守則、風
險管理辦法、道德行為守則、檢舉非法與不道德或
不誠信行為案件之處理辦法、具控制能力法人股東
行使權利及參與議決規範、內部重大資訊作業程序
、防範內線交易管理程序、公開資訊申報作業辦法
、負債承諾及或有事項管理辦法、集團企業界特定
公司及關係人交易作業程序、關係企業間財務業務
監督及管理作業規範、長短期投資管理辦法。 

‧2017年投入新台幣1,445,060仟元的研發經費，占營收費用
 3%。 
‧擁有陣容堅強的專業研發團隊，台灣研發工程師達134人、
 海外達293人。

資源

‧展開年度營運計畫，各部門訂定關鍵績效指標(KPI)，以加強

 公司內部營運管理與控制。

‧定期召開經營會議及產銷會議，檢討目標達成狀況及提出改

 善因應對策

‧設立提案改善獎勵制度，致力於製程研究與產品品質之改善。

‧各部門辨視其所可能面對之風險因子後，訂定適當之衡量方

 法，風險之衡量包括風險之分析與評估。

‧落實法務機制與內部稽核，貫徹永續發展的決心。

具體行動

台灣研發工程師134人
海外研發工程師293人

新台幣
1,445,060仟元
占營收費用3%

研發經費

1 合併總營收達新台幣462.13億元，年成長率151%，再創歷史新高。

2 合併營業淨利為新台幣74.14億元，較前一年度大幅成長4倍以上。

3 每股盈餘新台幣12.68元，較前一年的2.54元大幅成長。

4 股東權益為新台幣340.54億元，較前一年度成長1倍以上。

5 合併負債比從74%降至52%。

6 2017年底總市值從2016年的新台幣425億元攀升至新台幣1,738億元。

7 全球專利獲證數97件。

8 「上市櫃公司治理評鑑-上櫃組排名前20%企業」之佳績。

9 榮獲上海華虹宏力半導體 (HHGrace) 的傑出合作供應商獎。

10 榮獲ON Semiconductor前製程材料年度最佳供應商獎。

11 併購SunEdison Semiconductor榮獲台灣併購與私募股權協會頒發
年度最具代表性併購獎，以及最佳跨國併購獎。

2017關鍵成果
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2.1永續組織
       為強化並落實永續治理，環球晶圓企業永續發展委員會於2017年成立，

以董事長擔任主任委員，帶領公司之營運組織及企業永續發展委員會，統籌

全公司企業社會責任及永續發展方向與目標擬定，另設總幹事一人，負責統

籌委員會相關行政事務。並設有稽核室行監督之責，及設有審計委員會與薪

酬委員會以提升董事會職能、強化公司治理。

       環球晶圓藉由董事會通過「企業社會責任政策」及「企業社會責任實務

守則」向利害關係人宣示最高治理階層推動企業永續發展的決心，期許透過

自身影響力擴大業界的參與意識，齊心為永續社會盡心。在執行面上，為落

實ESG(環境、社會及治理三個面向)活動之推行，企業永續發展委員會下區

分為環境、治理及社會等三個小組，由各專業委員及各單位主管所組成，負

責策略及管理方針之擬訂，就相關議題進行跨部門整合及執行推動。由各該

小組就其對應的各類利害關係人，透過不同的溝通與議合管道，瞭解利害關

係人對環球晶圓在公司治理、環境及社會面向的關注事項與期望，並透過企

業永續發展委員會之討論並作成決議，未來預計由主任委員檢視委員會之績

效與目標達成度後於董事會中報告。

董事會 審計委員會

薪酬委員會

董事長/執行長

企業永續發展委員會 企業營運組織

總經理

稽核室

治理

環境

社會

企業永續發展委員會

主任委員董事長

總幹事

環境 治理 社會

〉能源效能提升
〉溫室氣體盤查與揭露
〉污染防治管理
〉節能及水回收技術發展
〉資源回收管理
〉廢棄物再利用推展
〉綠色製程/清潔生產
〉綠建築/綠色工廠

〉強化董事會職能
〉CSR資訊透明化
〉利害關係人權益保障
〉內控及風險管理
〉財務及經營績效管理
〉從業道德與誠信原則
〉供應鏈管理

〉員工照顧與福利政策
〉多元化工作機會
〉友善職場與勞資溝通
〉社區關懷與公益參與
〉建教/產學合作
〉客戶服務/滿意度
〉客戶機密/資產保護
〉產品安全

http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1008/GWC%20%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%A4%BE%E6%9C%83%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E6%94%BF%E7%AD%96(1).pdf
http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1008/GWC-BO-017%20%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%A4%BE%E6%9C%83%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E5%AF%A6%E5%8B%99%E5%AE%88%E5%89%87(1040319).pdf
http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1008/GWC-BO-017%20%E4%BC%81%E6%A5%AD%E7%A4%BE%E6%9C%83%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E5%AF%A6%E5%8B%99%E5%AE%88%E5%89%87(1040319).pdf


2 

治
理
與
營
運

23

製造處

長
晶
部

晶
圓
製
造
部

庶
務
課

廠
務
部

品
保
部

安
衛
管
理
部

人
資
部

資
訊
服
務
部

資
訊
管
理
部

會
計
部

財
務
部

資
材
部

採
購
部

半
導
體
業
務
部

產
品
工
程
部

研
發
部

3
D
列
印
中
心
部

精
密
加
工
及

廠務處 品保處 行政處 資訊處 財務處 資材處 採購處 行銷處 研發處

股東會

董事會

董事長兼執行長

總經理

審計委員會

稽 核

薪酬委員會

企業永續發展委員會 總經理室

2.2公司治理
       環球晶圓秉持「誠信」的企業文化，充分落實廉潔誠信、公平透明、社

會責任感的經營理念，透過各項道德規範政策，建立良好之公司治理制度，

貫徹永續經營的目標。

2.2.1治理架構
       環球晶圓組織圖
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       環球晶圓堅持誠信原則、注重股東權益，並相信有效率之董事會是優良

公司治理的基礎。環球晶圓建置有效的公司治理架構，董事會授權其下設立

審計委員會及薪酬委員會來協助董事會履行其監督職責。各委員會的組織章

程皆經董事會核准，並定期向董事會報告其活動和決議。環球晶圓之審計委

員會及薪酬委員會完全由獨立董事所組成。

       環球晶圓建置完善的公司治理架構，透過內稽內控不斷改善精進，徹底

落實公司治理。展望未來，環球晶圓仍將秉持誠信原則繼續展現公司治理藍

圖，強化公司體質以提升經營績效並力行企業社會責任，積極朝標竿企業向

前邁進。

高階經營管理 公司治理組織重點摘要

提升資訊透明度

建置良好的
高階治理架構

保障股東權益

強化董事會職能

發揮審委會功能
尊重利害
關係人權益

董事會
       為建立徹底落實公司治理的良好公司治理制度、健全監督功能及強化管

理機能，董事會成員由七席學識經驗豐富的董事組成，分別具備專業技術、

營運管理、財務、策略管理領域之專長，董事會成員任期三年，連選得連任

，每季至少召開一次會議，為提升公司董事的專業知能與法律素養，每年為

董事安排6小時進修課程。董事會的職責是監督及督促公司守法，提供經營

團隊策略指導，評量經營團隊之經營績效，促使公司達成營運目標及提升經

營績效。

       2017年環球晶圓董事會共計召開9次會議，平均出席率為94%。董事會

之組織及相關成員學經歷與出席情形如下表所示：

七位董事中有三位為獨立董事

審計委員會及薪酬委員會皆由獨立董事所組成

各委員會組織規程公開揭露於公司網站

董事會進行年度自我績效評量並揭露評量結果於公司網站
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2017年董事會成員主要學(經)歷與出席情形

職 稱 姓 名 性 別 主要經學(歷) 實際出(列)席次數 委託出席次數 實際出(列)席率(%) 備 註

伊利諾大學電腦科學碩士/中美矽晶製品(股)公司執行副總經理

政治大學企研所企業家進修班結業/敦南科技(股)公司總經理/旭興科技(股)公司總經理/旭麗(股)公司副總經理

淡江大學管研所碩士/旭興科技(股)公司製造處協理/中美矽晶製品(股)公司總經理

南英商工/南海光電(股)公司董事長/三信商業銀行董事

交通大學電子研究所博士/交通大學電子資訊研究中心主任/交通大學校長/創辦國家毫米元件實驗室，並擔任主任/
美國Bell Labs高級研究員/德國Stuttgart U.客座教授

文化大學企業管理系/裕隆汽車副課長/裕盛工業稽核主任/裕器工業成本課課表/理嘉工業管理部經理/合晶科技財務處長

國家商學博士/政治大學企管研究所博士班/中興大學企業管理所所長/中國生產力中心總經理/大陸委員會經濟處處長

徐秀蘭

中美矽晶製品(股)公司代表人：
盧明光

中美矽晶製品(股)公司代表人：
姚宕梁

陳國洲

張俊彥

鄭繼雄

陳明璋

董事長

董 事

董 事

董 事

獨立董事

獨立董事

獨立董事

女

男

男

男

男

男

男

9

7

8

9

8

9

9

0

2

1

0

1

0

0

100%

78%

89%

100%

89%

100%

100%

職 稱 姓 名 實際出席次數

鄭繼雄

張俊彥

陳明璋

獨立董事

獨立董事

獨立董事

9

8

9

委託出席次數

0

1

0

實際出席率(%) 備 註

100%

89%

100%

註：董事之薪酬資料、董事兼任環球晶及其他公司職務與董事會決議事項，請參考環球晶圓2017年年報

薪酬委員會

       為落實公司治理，並健全公司董事(含獨立董事)及經理人薪

資報酬制度，環球晶圓已於2014年12月12日設置薪酬委員會，

委員會由三位獨立董事組成，每年至少召開二次會議，2017年

共計召開3次會議，平均出席率為100%。

       薪酬委員會旨在協助董事會執行與檢討公司整體薪酬與福利

政策、制度、標準與結構，以及評估董事與經理人的目標達成績

效，定期檢討薪資報酬委員會組織規程並提出修正建議以提送董

事會討論。

       依薪酬委員會組織章程之規定，薪酬委員有權聘請律師、會

計師或其他顧問協助其評估職務。

       薪酬委員會組織章程，請參考環球晶圓網站

審計委員會

       為強化公司治理之內部監督機制，環球晶圓於2015年3月
19日成立審計委員會，委員會由三位獨立董事組成，每季至少
召開一次會議，2017年共計召開9次會議，平均出席率為96%。
審計委員會旨在協助董事會履行監督以下事項為主要目標
‧公司財務報表之允當表達
‧簽證會計師之選（解）任及其能力資格、獨立性與績效
‧公司內部控制之有效實施
‧公司遵循相關法令及規則
‧公司存在或潛在風險之管控
       依審計委員會組織章程之規定，審計委員於其負責範圍內
，有權進行任何適當的審核及調查，並且與環球晶圓內部稽查
人員、簽證會計師及相關人員皆有直接聯繫之管道。委員會也有
權聘請律師、會計師或其他顧問協助其執行職務。
       審計委員會組織章程，請參考環球晶圓網站
       審計委員會決議事項，請參考環球晶圓2017年年報

職 稱 姓 名 實際出席次數

鄭繼雄

張俊彥

陳明璋

召集人

委員

委員

3

3

3

委託出席次數

0

0

0

實際出席率(%) 備 註

100%

100%

100%

2017年薪資報酬委員會獨立董事出席情形 2017年審計委員會獨立董事出席情形

http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1014/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%82%A1%E6%9D%B1%E6%9C%83%E5%B9%B4%E5%A0%B1(%E4%B8%AD%E6%96%87).pdf
http://www.sas-globalwafers.com/pages/gw/tw/aboutus/content.aspx?Type=1005
http://www.sas-globalwafers.com/pages/gw/tw/aboutus/content.aspx?Type=1005
http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1014/106%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E8%82%A1%E6%9D%B1%E6%9C%83%E5%B9%B4%E5%A0%B1(%E4%B8%AD%E6%96%87).pdf
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核心價值與從業道德

       環球晶圓最重要的核心價值為「廉潔誠信」，為建立誠信的經營環境，

環球晶圓已制定相關規範及溝通機制，供所有董事、經理人及全體同仁共同

遵循，透過嚴謹的管理機制及有效控管，將誠信風險降至最低，貫徹為客戶

創造價值，也為股東及相關利害關係人創造利益的願景。

       環球晶圓董事會已通過制定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及

「風險管理辦法」等相關重要內規，並公告於公司網站與內部網站供同仁隨

時查詢，藉由教育訓練及誠信經營政策之宣導，使員工充分瞭解與確實遵守

，並具體落實於日常工作中，以提升全體同仁的行為素質及從業道德。

       環球晶圓堅持反貪腐，並積極防範不誠信行為，除了與員工簽訂「智慧

財產權暨保密合約書」外，於「誠信經營守則」中也明確規範同仁於從事商

業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益

，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維

持利益。

舉報管道與舉報者保護

       為確保誠信經營的落實，環球晶圓已訂定「檢舉非法與不誠信行為案件

之處理辦法」，明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於公司內部網

站建立並公告員工意見箱及電子信箱及申訴專線，以鼓勵環球晶圓內部及外

部人員檢舉不誠信或不當行為。對於檢舉人身分及檢舉內容會確實保密，

人事單位負責查證與處理，如有違反誠信經營規定者，將視情節輕重予以懲

處。總經理室負責推動誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，每年定

期將執行情形提報董事會，而2017年無發生申訴事件及任何貪腐事件。

迴避利益衝突

       環球晶圓於「誠信經營作業程序及行為指南」內文中明確規範董事、經

理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或

其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，

如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予以迴

避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支

援。環球晶圓同仁於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利

害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲

得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及環球晶圓專責單位

，直屬主管應提供適當指導。

2.2.2倫理與誠信
       環球晶圓為落實誠信經營，制定相關公司誠信內規，以期全體同仁共同

遵循。

廉潔誠信

道德
行為準則風險

管理辦法

智慧財產權
暨

保密合約書

誠信
經營守則

‧訂定「檢舉非法與不誠信行為案件之處理辦法」。

‧明訂違反誠信經營規定之懲戒與申訴制度，並於公司內部網站

 建立並公告員工意見箱及電子信箱及申訴專線。

‧公司內部網站建立並公告員工意見箱及電子信箱及申訴專線，

 以鼓勵環球晶圓內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為。

‧對於檢舉人身分及檢舉內容會確實保密，人事單位負責查證

 與處理，確有違反誠信經營規定者，將視情節輕重予以懲處。

‧總經理室負責推動誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行

 ，每年定期將執行情形提報董事會。

‧2017年無發生任何貪腐事件。

http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1008/GWC-BO-003%E8%AA%A0%E4%BF%A1%E7%B6%93%E7%87%9F%E5%AE%88%E5%89%87(1031113).pdf
http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1008/GWC-BO-004%E9%81%93%E5%BE%B7%E8%A1%8C%E7%82%BA%E6%BA%96%E5%89%87(1031113).pdf
http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1008/GWC-BO-022%20%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BE%A6%E6%B3%95(1041109).pdf
http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1008/GWC-BO-003%E8%AA%A0%E4%BF%A1%E7%B6%93%E7%87%9F%E5%AE%88%E5%89%87(1031113).pdf
http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1008/GWC-CH-006%20%E6%AA%A2%E8%88%89%E9%9D%9E%E6%B3%95%E8%88%87%E4%B8%8D%E9%81%93%E5%BE%B7%E6%88%96%E4%B8%8D%E8%AA%A0%E4%BF%A1%E8%A1%8C%E7%82%BA%E6%A1%88%E4%BB%B6%E4%B9%8B%E8%99%95%E7%90%86%E8%BE%A6%E6%B3%95.pdf
http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1008/GWC-CH-006%20%E6%AA%A2%E8%88%89%E9%9D%9E%E6%B3%95%E8%88%87%E4%B8%8D%E9%81%93%E5%BE%B7%E6%88%96%E4%B8%8D%E8%AA%A0%E4%BF%A1%E8%A1%8C%E7%82%BA%E6%A1%88%E4%BB%B6%E4%B9%8B%E8%99%95%E7%
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設立主要目的

       檢查、評估公司內部控制制度之健全性、合理性及有效性，負責內部控

制制度之推動、稽核及報告。

法規遵循

執行要項

       環球晶圓於2015年9月25日上櫃以來，除接受輔導券商、會計師之查

核及主管機關之監督以外，本公司之風險管理委員會所執行內部控制制度風

險評估及稽核室所執行之查核結果，未發現現重大的異常及貪腐事件。

       相關內部稽核內容請參閱環球晶圓官網內部稽核組織及運作。

2.2.3實踐內部稽核
       為確保誠信經營之落實，環球晶圓除依法令規定制定相關政策與規範外

，國外子公司也絕對遵循各國的相關法律規範。董事會更以身作則督促經營

團隊，透過持續的教育訓練與宣導，嚴格要求全體員工共同遵守。

2.2.4遵循法令

環球晶圓因應不同法規遵循領域，分別訂定相關政策
或指引

1
內部控制制度：協助經理人設計適當的內部控制機制，並舉行『內部
控制制度自行評估作業』，以落實各部門自我監督機制。

2
年度稽核計畫：透過風險評量規劃年度稽核計畫，檢查公司因應營業
活動所產生之各項作業流程，據以執行稽核並提出建議，以確保內部
控制之有效性。

稽核專案查核：針對各部門高階主管提出之潛在風險(含舞弊貪瀆)建
議，進行專案查核及建議，以增進內部控制之健全性。

3

4
稽核發現溝通：依據稽核發現與受查單位溝通改善對策，並持續追踪
後續改善情形，以落實作業執行性。

5
稽核作業報告：於審計委員會及董事會報告稽核結果，溝通公司內部
控制弱點並取得指示，以增進監督之功效，加強公司治理。

6
子公司稽核作業：制訂子公司稽核單位年度重點查核項目，檢視各子
公司稽核報告，追踪審查結果。

7
稽核經驗學習：集團內分享查核經驗或發生案例，並據之檢視及增修
當地管理機制，以達到風險防範效果。

年 份 裁罰次數 裁罰金額
(新台幣)

1

1

1

1

2015

2016

2017

裁罰廠址

環球晶圓總部

環球晶圓總部

中德電子

中德電子

違反情事 矯正措施

發電機柴油儲槽區之柴油硫含量超
過法令規定限值
(違反空氣污染防制法)

聘僱外國人超出聘僱比率
(違反就業服務法)

勞工連續工作7日
(違反勞動基準法)

排放管道揮發性有機物檢測作業，
未於檢測後30日內，將檢測結果提
送環保主管機關
(違反空氣污染防制法)

汰換受污染之油品，另添購油品
時委由第三方認證實驗室進行採
樣檢驗，以掌握油品狀況

廢聘超額聘僱之外國人

建置系統化提醒功能，避免勞工
連續工作7日之情形

訂定檢測廠商作業時間並納入採
購合約，以確保如期完成申報資
料

100,000

30,000

20,000

100,000

內線交易

01

02

03

04

05

個人資料保護

07
證券法規

08

環保法規

產品與
服務法規

09
職業安全與

衛生法規

公司治理/
子公司監理

資料管理

06
勞動及

人權法規

http://www.sas-globalwafers.com/pages/gw/tw/aboutus/content.aspx?Type=1010
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2017年法規遵循的重點項目

證券法規

嚴謹管理機制

環球晶圓股票於臺灣櫃檯買賣中心掛牌上櫃，

應遵中華民國證券交易法及相關法令政策規定

總經理室與相關主管機關建立良好的溝通管道

，隨時關注法規動向，並負責查詢最新法規公

告資訊及追蹤法令異動發展，經鑑別後通知相

關業務部門作因應處理。

法務部門針對相關業務部門提出的問題，進一

步研讀相關規定並與主管機關溝通、確認後，

提供正確的因應方向。

產品與
服務法規

蒐集收貨地、發送地以及客戶指定所在國之法

令法規要求，以確保所採購的產品、流程和服

務能符合所在國之法令法規要求。

原物料來源遵守當地對應的法律規定，如歐盟

地區RoHS 指令、REACH法規(限制)、美國的

有害物質限制法(TSCA)等。

我們的產品無被主管機關禁止在特定市場銷售

之情事。

勞動及
人權法規

恪遵勞動及人權相關法令

制定符合甚至優於勞動法規之各項工作制度與

管理規範，建立良好的勞動條件與溝通機制，

培養出與同仁良好互動的勞資關係。

重視同仁待遇及福利，並積極培育人才，落實

勞工法令，保障員工權益。對於影響員工權益

之重要政策變更、薪酬福利、休假制度變動等

，於執行前透過勞資會議、電子報或人事公告

方式通知員工，以保障員工權益。

對新進員工實施0.5或1小時的相關人權教育訓

練，設置預防職場暴力、性騷擾防治相關辦法

及申訴窗口，提供員工暢通的申訴管道與溝通

平台。

資料管理

制定員工聘僱及保守營業秘密暨智慧財產權歸

屬契約書、道德行為準則、智慧財產糾紛處理

程序及保密契約書。

管理機制

海報與標語宣導智慧財產與營業秘密重要性、

同仁教育訓練，並依同仁負責業務性質另外簽

定保密契約。

公司治理/
子公司管理

制定道德行為準則、檢舉非法與不道德或不誠

信行為案件之處理辦法。

管理機制

完成現有員工之教育宣導外，並將相關內容納

入新進同仁之到職訓練，使全體員工於執行工

作時均能依循明確之行為準則。

環保、職業
安全與衛生

法規

制定環保、能源管理及職業安全衛生相關法令

之鑑別管理程序。

管理機制

每月審視最新異動之環保、職業安全衛生、能

源管理等相關法規之符合性及其他要求事項，

並定期評估適用法規要求事項的符合性。
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法規遵循課程與宣導

       公司透過定期推出的法規強化訓練課程，不僅讓同仁了解重要法令規範

，更進一步增進同仁對於遵循從業道德規範的堅定承諾，除了在廠區內張貼

宣傳海報，或於內部網站上提供法規遵循的政策引導，或透過下列主題課程

的法規宣導活動等，以充實同仁對各項法規遵循的瞭解。

2017年開設課程

‧安全衛生化學品危害通識
‧動力能源上鎖/標示宣導
‧有害物質管制
‧個人防護具使用及職災案
 例宣導
‧人因工程危害預防
‧職場暴力侵害及性騷擾防
 治宣導
‧廢棄物資源回收

職業安全與衛生、環保

‧個人資料保護宣導
‧智慧財產概念/公司機密
 管理規範
‧營業秘密保護

資訊保護

‧誠信經營與道德行為準則
‧競業禁止補償條款宣導
‧員工與董事商業行為規範

從業道德

2.3營運績效
                      2017年對於環球晶圓而言是大放光彩的一年，我們於2016年

併購了丹麥Topsil Semiconductor Materials A/S公司(下稱TOPSIL)的半

導體事業及美國的SunEdison Semiconductor Ltd公司(下稱SEMI)，歷經

集團組織重整及優化經營管理，我們在財務結構改善與營運強化的進度雙雙

超越預期，加上全球半導體矽晶圓市場需求強勁價格持續上漲，環球晶圓獲

利大幅上揚，整體營運績效亦顯著優於同業、傲視群雄。環球晶圓2017年合

併營業收入達新台幣462.13億元，年成長率151%；營業淨利為新台幣74.14

億元，歸屬母公司的稅後淨利為新台幣52.75億元，稅後每股盈餘為新台

幣12.68元，每股現金股利為新台幣10元。

        詳細的公司營業績效及財務資料，請參考環球晶圓2017年合併財務報表。

年成長率151%

財務表現(合併) 單位 : 新台幣仟元

2015年 2016年 2017年

2015年 2016年 2017年

0 0
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15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

營業額
稅前淨利
股東權益
報酬率(%)

15,310,462

2,807,726

18,426,950

13.66

5.78

1,344,439 

6,874,699

21.18

46,212,601 

現金股利 單位 : 新台幣仟元

單位：新台幣仟元

每股現金股利 
單元：元

現金股利發放
總金額 
單位：新台幣仟元
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1,846,250

1,093,125

4,372,500 

2017年度經濟價值分析

46,212,601 

34,404,835

10,854,333

4,372,500

157,970

119

報告年度-收入

營運成本

員工薪資與福利

支付出資人的款項

支付政府的款項

社區資源

產生的直接經濟價值

分配的經濟價值

http://www.sas-globalwafers.com/pages/gw/tw/aboutus/content.aspx?Type=1012
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       2016營收成長主要是因為7月併入Topsil及12月併入SEMI所致。2017

年營收增加，主因併購Topsil 與SEMI後，歷經集團組織重整及優化經營管

理，環球晶圓在財務結構改善與營運強化的進度雙雙超越預期，加上全球半

導體矽晶圓市場需求強勁價格持續上漲，使得環球晶圓獲利較前幾年大幅上

揚。

產品銷售

       2016年則係因為併購Topsil及

SEMI二家分別是歐洲及美國公司，

因此歐美客戶比重增加。2017年銷

售比重變化係因透過併購Topsil與

SEMI，成功取得現有客戶訂單和遍

及全球的銷售網絡，讓整體營收配比

幾臻完美均衡。

銷售地區比重

2015年 2016年 2017年

營業額 單位 : 新台幣仟元

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

40,000,000

45,000,000

50,000,000

518,399

13,614,573

1,177,490

其他

半導體晶片產品

半導體晶錠產品

408,912

17,850,126

167,912

175,584

45,540,327

496,690

15,310,462

18,426,950

46,212,601

2015年

47%

23%

17%

13%

內銷 亞洲 美洲 其它

2017年

14%

21%

44%

21%

內銷 亞洲 美洲 其它

2016年

45%

23%

19%

13%

內銷 亞洲 美洲 其它
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風險回應風險報告
與揭露

風險監控風險衡量

       隨著全球經濟復甦，半導體產業因各式新產品帶動較前一年大幅成長，

需求強勁，但供應端並無大幅擴產，各家晶圓廠在供不應求狀況下紛紛調漲

產品平均單價，環球晶圓亦發揮優異的控管能力、將2017年營業費 用 比 例

自2016年的15%縮減至10%，而剛併購的TOPSIL與SEMI也在調整後順利

發揮合併綜效，透過全球據點的協調分工與遍佈世界的銷售網絡，環球晶圓

成功的把握景氣向上翻揚的契機，交出漂亮的經營成績單。

       本公司透過2016年的2次併購，成功以自身頂尖的營運模式結合TOPSIL

、SEMI的創新技術和遍及全球的網絡，營造規模經濟、全球分工等有利條

件，不僅擁有完整產品組合、市場觸角更深入歐洲與南韓，各地區營收配比

已臻完美平衡。2017年本公司聚焦於調整內部營運體質，藉由重新配置集

團資源、優化各事業體的經營效率，併購綜效已迅速展現，配合半導體景氣

向上翻揚、矽晶圓平均售價調漲，環球晶圓營運規模更顯著擴大，並躋身世

界前三大半導體晶圓製造商之一，將持續致力於發揮技術及成本優勢、成為

所有半導體客戶的長期合作夥伴，並提供全方位優質晶圓解決方案。

總體經濟環境及產業趨勢

世界前三大世界前三大

2.4風險管理
       為因應快速變化的經營環境，以確保公司穩健經營與永續發展，環球晶

圓於2015年制定風險管理政策與風險管理辦法，明訂風險管理制度的三大目

標：

       環球晶圓訂定風險管理的衡量方法，俾作為風險管理的依據。對於可量

化的風險，我們採取較嚴謹的統計分析與技術進行分析管理，管理量化過程

採用漸進方式進行。對於較難量化的風險，則以質化方式來衡量，透過文字

的描述，以表達風險發生的可能性及其影響程度，相關營運、經營風險管理

資訊也揭露於公司年報及公司網站。

       環球晶圓的風險管理流程包括風險辨識、風險衡量、風險監控、風險報

告與揭露、風險之回應。透過此一風險管理流程之有效執行以落實公司之風

險管理策略。

在可接受的風險

水準下，積極從

事各項業務，提

升收入之質與量

加強風險控管之

廣度與深度，必

要時應對例行性

及重要原則予以

負面表列

為確保對風險控

管之遵循，力行

制度化、電腦化

及紀律化

風險辨識

http://www.sas-globalwafers.com/GW/uploads/F54278652D3B4FA5B81555B2E6FF70CE1008/GWC-BO-022%20%E9%A2%A8%E9%9A%AA%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BE%A6%E6%B3%95(1041109).pdf
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       環球晶圓建立有效風險管理機制，以評估及監督其風險承擔能力、已承受風險現況、決定風險因應策略及風險管理程序遵循情形。我們辨識出的ESG風險與

機會說明如下：

環球晶圓執行風險管理係按照風險管理三級制分工作架構運作

第一線
責任

各單位或業務承辦人為其業務之風險

責任人，需依內部規範執行業務，為

最初的風險發現、評估及控制單位。

第二線
責任

各部門權責主管需負責相關業務之風

險管理，並追蹤、審視業務之作業細

則是否符合法令規範

第三線
責任

總經理室需審視公司危害、營運、財

務、策略、合規及合約等之風險管理

機制完整性，並監控各單位相關風險

經濟面

‧積極建立上中下游全面整合的供應鏈，以擴展營運規模，藉由多角化的經營策略以分散營運風險

‧開發長晶自動化系統，提升製程穩定性、優化品質並降低成本

‧持續深耕研發先進技術，致力於功率元件關鍵材料的效能提升，以拉開與競爭者的差距

‧投入氮化鎵射頻元件關鍵技術的開發，以因應物聯網及第五代行動通訊市場之需求

經營與投資面之各項風險

落實公司治理政策，訂定相關治理規範及明訂懲戒與申訴制度，實踐企業社會責任，以展現環球晶圓追求永續經營的承諾與決心公司治理之風險

將風險轉化為機會之策略辨識出之風險

強化公司網站利害關係人專區，建立與利害關係人溝通管道，以瞭解並回應所有利害關係人所關切之議題內、外部利害關係人關係維繫與溝通之挑戰

‧辦理危害辨識與風險評估，進行風險降低措施訂定相關管理程序、作業辦法並定期執行緊急應變演練

‧公司定期辦理安全衛生教育訓練，防止職業災害，保障勞工安全與衛生
職業安全衛生之風險

‧針對特別危害健康之作業，於員工受雇或變更作業時提供特殊體格檢查，每年亦進行特殊健康檢查，執行勞工作業環境監測

‧為強化員工健康意識，不定期推動員工健康管理及健康促進活動，分享重大疾病訊息或健康資訊，使同仁能瞭解全方位健康訊息
勞工健康之風險

‧勞資溝通：公司重視員工權益，重要決策改變前  透過勞資會議、電子報或人事公告方式通知影響員工，以保障員工權益

‧新進員工訪談：透過關懷訪談我們可以更直接的了解員工在公司的工作狀況，縮短新進員工的適應期，減少相關勞動風險產生

‧員工申訴管道：設置員工意見專人處理窗口，即時處理員工所反應的問題，減少勞資衝突

勞資關係之風險

依「減緩」及「調適」二大面向進行管理減緩

‧推動ISO50001能源管理系統，監控重大能源使用設備及規劃能源行動改善計畫

‧推動綠色產品與綠色生產，減少能資源之耗用

‧推行節水措施

調適

‧強化公司因應極端氣候(旱、水、雪災)之耐受能力

‧因應能源成本調漲(如電費調漲、碳稅、能源稅)，進行能源管理及提升能源使用效率

氣候變遷風險

‧設置污染排放監控系統，並致力降低污染減量

‧加強廢棄物資源化及再利用之風險管控，儘可能使用再生原物料
環境保護之風險

環境面

社會面
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重大議題
       產品品質、客戶服務。

對環球晶圓的意義
       環球晶圓秉持永續經營之理念，除維持穩定成長之經營績效外，更以客戶

滿意度為不斷努力的重點、以客戶需求為出發，期望發展出符合環球晶圓企業

倫理之創新服務。如同環球晶圓的品質政策，環球晶圓承諾持續改善，以提供

更優質的產品品質、生產技術及製造，目標是提供客戶零缺陷的產品與服務。

3.1創新管理
       環球晶圓為專業矽晶圓供應商，所生產的產品應用在積體電路元件、電

力電子元件。以產品類型來看，共可分為三大產品，以下將針對三大產品之

發展方向說明：

1.積體電路晶圓材料：

       主要產品為8～12吋perfect silicon、8～12吋退火晶圓、光學感測元

件用晶圓、SOI晶圓。大尺寸晶圓主要應用於積體電路元件的製作，包含數

位雙載子(Bipolar Digital)、記憶體(Memory)、微元件(Micro)、邏輯(Logic)

、類比(Analog)等五大類的元件。當製程不斷的微縮，對矽晶圓的缺陷及表

面的平坦度與潔淨度要求更為嚴苛，因此矽晶圓製程中拉晶工程技術(例：氧

濃度及微缺陷多寡)的提升及晶圓加工技術的突破就愈顯得其重要性。當積體

電路製程的線寬日趨微小，對矽晶圓的品質要求也將越嚴苛。在積體電路晶

圓材料領域，環球晶圓將持續開發符合先進積體電路製程需求的晶圓，同時

提供客戶最佳的服務與選擇。

管理機制
       持續推動品質管理系統，秉持TS/IATF 16949的精神，以完整、周密的客

戶導向流程控管產品品質，提供滿足客戶品質需求之產品製造服務。同時，並

站在客戶立場思考，強調以客戶為導向、專業技術為後盾，期望能夠提供符合

或超乎客戶期待的服務。

2017關鍵成果

產品品質 客戶服務

專利獲證

97件

客戶滿意度
≧80分

增加5.9%

台灣區全國
品管圈競賽

獲得1銀2銅

積電電路
晶圓材料

Energy
Solution

電力電子
晶圓材料

寬能隙
晶圓材料

‧GaN on Silicon強化矽晶圓
‧GaN on Silicon磊晶片
‧SiC拋光晶圓
‧SiC磊晶片

‧8-12吋perfect silicon
‧8-12吋退火晶圓
‧光學感測元件用晶圓
‧SOI晶圓

‧超低電阻重摻晶圓
‧高功率電力電子晶圓
‧車用二極體晶圓
‧深擴散拋光晶圓

34
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2.電力電子晶圓材料：

       電力電子元件所需的晶圓包含超低電阻重摻晶圓、高功率電力電子晶圓

、車用二極體晶圓、深擴散拋光晶圓等。此產品應用於矽基功率半導體領域

。在19 9 4 年 至 2 0 1 4 年間 ， 全球功率電晶體的複合年均增 長 率(CAGR：

Compound annual growth rate)為6.2％。而IC Insights 2015年的報告

預測在汽車、消費電子、便攜式裝置、工業和無線通信市場的穩步增長的推

動下，預計2014年至2019年間，功率電晶體銷售額複合年均增長率(CAGR)

為5.3％(資料來源：Power Transistors Seen Stabil izing and Setting 

Record Sales in 2015)，預計全球收入達到171億美元。全球對於功率半導

體的需求持續成長，環球晶圓在此領域具有領先的地位，未來將持續深耕相

關的產品與技術的開發。

3.寬能隙晶圓材料：

       寬能隙功率元件擁有許多優點，包含高耐壓電場、電子飽和速率高、以

及高散熱係數等特性。這些特性使寬能隙元件更適合高功率、高頻率及高溫

度環境的應用。使用寬能隙功率元件可以使導通與切換時的耗損能量降低，

同時系統整體運作之功率耗損可下降一半。此外，因為耗能下降及優異散熱

特性，使用寬能隙功率元件的系統其體積、重量可以大幅的減低。目前碳化

矽及氮化鎵、氧化鎵等新材料，被視為下一世代的功率半導體材料。環球晶

圓針對氮化鎵與碳化矽晶圓開發投入研究，目前已可提供GaN on silicon專

用矽晶圓基板及GaN on silicon磊晶片供客戶做元件設計開發，而碳化矽拋

光晶圓與磊晶片也持續開發中。這2個具爆發性成長的新材料，我們將持續

投入研發資源，未來環球晶圓將可提供能源應用所需的各式各樣晶圓，為客

戶提供Total solution。

研發資源

       產品的開發耗時、耗人力、耗資源，一個產品開發成功，需要有多方的

資源來提供支援。對於本身資源即不多的小公司，如何利用小資源創造大效

益，是必需學習的課題。

內部資源

        環球晶圓全球共有16處營運

生產據點，分佈在10個國家，客戶遍及

歐洲、亞洲與美洲。對於全球化競爭，資訊

掌握與資源共享能讓決策更有效率且更精確。

因此環球晶圓設立跨廠區的KM交流平台，可使各廠區的資訊與技術互相交

流。在交流平台上，各廠區面臨的技術問題、市場資訊與產品開發、生產管

理、品質管理、IP專利相關的活動等都可獲得資源與支援。同時透過交流平

台建立內部競爭機制，加速各廠區的能力提升。

新產品研發

尖端評價
技術

品質系統

製造管理

市場資訊

IP交流

KM
交流平台

http://www.icinsights.com/news/bulletins/Power-Transistors-Seen-Stabilizing-And-Setting-Record-Sales-In-2015/
http://www.icinsights.com/news/bulletins/Power-Transistors-Seen-Stabilizing-And-Setting-Record-Sales-In-2015/
http://www.icinsights.com/news/bulletins/Power-Transistors-Seen-Stabilizing-And-Setting-Record-Sales-In-2015/
http://www.icinsights.com/news/bulletins/Power-Transistors-Seen-Stabilizing-And-Setting-Record-Sales-In-2015/
http://www.icinsights.com/news/bulletins/Power-Transistors-Seen-Stabilizing-And-Setting-Record-Sales-In-2015/
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外部資源

       台灣有優良的學術資源，在基礎研究與科學應用累積了大量的深厚知識

，以產學合作的方式將學術單位研發能量導入可補足公司產品開發過程的技

術缺口。其次是台灣有完整的ICT產業鏈，透過上下游的整合運作，可使產

品在開發階段就具有量產實現的能力。再者，為促進產業升級與學術研發實

用化，政府單位每年提供極高的研究經費補助企業與學術研究單位合作開發

產品、新技術。自2015年起台灣政府推動產業升級創新平台輔導計畫，以

四大發展策略(推高值、補關鍵、展系統、育新興)來協助產業進行結構轉型

。環球晶圓總部在外部資源運用上，透過與學術單位的產學合作、與研究單

位的委託研究、向國家單位申請補助執行國家計畫及與產業界進行策略聯盟

。由這些外部資源組成研發的外部顧問群，共同解決產品開發過程的技術問

題與進行研發產品驗證。

研發策略與公司營運

       公司永續經營與持續獲利是每一個企業的期望，但面對全球化的競爭與

科技技術的演進，一旦失去經營的成長動力，百年企業也會有消失的時候。

公司的營運策略若符合趨勢的發展，則可搭上順風車不斷的成長與獲利。以

研發策略而論，必需持續深耕核心技術與核心競爭力，輔以科技趨勢與市場

資訊做為發展方向，統合內外部資源，以最小的投入達到最大的效益，並對

智財保護及運用妥善管理，達到公司永續經營的目的。

研發中心
+

顧問群

國家單位研究單位

學術單位策略聯盟

‧經濟部技術處前瞻研發計畫

‧能源局業界科專計畫

            ‧園區研發精進產學計畫

                ‧國科會產學研究計畫

                   ‧經濟部工業局台灣

                    智財管理

‧工研院電光所

‧中科院光電所

‧資訊工業策進會

                 ‧台灣大學
                ‧清華大學
              ‧交通大學
        ‧中央大學
‧成功大學
‧台灣科技大學
‧台北科技大學
‧長庚大學

‧朋程

‧敦南科技

‧晶電

‧聯合晶體

‧穩懋

核心競爭力 智財保護與運用

核心技術

內外部資源科技趨勢

市場資訊

永續經營
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                       智慧財產管理規範

                             環球晶圓的智財管理制度於2013年導入台灣智慧財產管

                       理 制 度 並 通 過 T I P S ( Ta i w a n  I n t e l l e c t u a l  P r o p e r t y  

                      Management System)基礎驗證，且持續於2014及2015年

通過深入驗證，2016年通過AA級驗證。透過TIPS的推導，設立智財目標、

提供員工智慧財產權教育訓練、強化資訊安全規範，藉此加強專利布局、降

低侵權風險、防止機密外洩發生，以保障公司與客戶的權益。在科技競爭之

時代，智慧財產權是開發下一世代產品 的競爭利器，環球晶圓積極推動各

項重要技術領域之專利布局規劃，加速開發屬於自己的核心技術。2017年全

球專利已獲證數量累計達819件，其中2017年獲證97件。

97件

3.2產品品質
       環球晶圓依據TS/IATF 16949 汽車品質管理系統之要求事項，建構品質

管理系統及相關作業標準之文件化與電子化，並取得第三方驗證單位認證品

質管理系統之有效性，符合客戶需求及TS/IATF 16949管理標準之要求。環

球晶圓的品質方針是提供客戶零缺陷的產品與服務。

        為確保公司營運策略方向之有效推行，依公司的年度計畫及目標，頒布

公司「品質政策」內容，以做為全體員工之信條。

強化公司改善文化

       環球晶圓各廠區積極投入品質管理活動，奉行全方位的持續改善，精進

製程技術，以提升產品品質。各廠區成立QIT(Quality Improvement Team)

品質改善小組，由各功能別部門成員共同組成，QIT品質改善小組人員長期

致力於製程研究與產品品質之改善，審查項目包含創新、創新高、成本效益

、精實生產、產品競爭力、客戶滿意度、客訴的原因分析檢討改善、品質指

標的製程能力…等項目，經由不斷改善與進步而臻於完善的境界，以提升公

司產品的形象與競爭力。我們以零缺陷為永恆的目標，持續改進並與客戶一

同成長，成為客戶的第一選擇。

       我們在2017年參加台灣全國品管圈(QCC，Quality Control Circle)競

賽，獲得1銀2銅殊榮，我們並將持續改善，精進製程技術。

一
銀

二
銅
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客戶滿意度

       環球晶圓能夠成為全球第三大半導體晶圓廠，其中原因便是客戶的肯定

與支持，因此，客戶服務一直是環球晶圓的工作關鍵。為了強化客戶關係、

提升服務品質、促進技術創新，我們每年定期透過發放問卷或電話訪問方式

，針對營收前20大客戶以及潛在重要客戶進行客戶滿意度調查，以傾聽客戶

的聲音，瞭解客戶的需求。並透過調查結果找出需要改善的問題以持續改善

達到客戶滿意的最高目標。

       我們客戶滿意度調查內容主要涵蓋整體印象、業務服務以及產品品質。

根據客戶的反饋，環球晶圓業務團隊會與公司同仁針對問題擬訂改善計畫，

進一步與客戶深入討論以完成客戶滿意度調查流程。

       2017年經由環球晶圓各團隊的努力，客戶滿意度調查回收率達到94%，

在整體滿意度≧80分有85.4%，相較於2015年之80.6%、2016年之79.5%，

滿意度≧80之比例有明顯成長的情形，此已達到公司管理階層審查會訂定目

標(≧80分，80%)。此外，在整體滿意度<60分之比例，由2015、2016年之

2.8%、2.7%降為2017年度之0.8%，顯示我們傾聽客戶聲音並追求先進技

術與穩定品質之成效。我們以持續改善、提升客戶滿意度並與客戶一同與時

俱進為永恆的目標。

3.3客戶服務
       客戶是環球晶圓珍貴的資產，同時也是成長道路上的重要夥伴。除了維

持營運績效、提升公司核心價值、追求先進技術與穩定品質，我們更是會提

供全方位的客戶服務，維持與客戶良好的合作關係，期盼彼此能夠共繁共榮

，永續經營，成就社會經濟價值。

一塵不染圈
銀塔奬

一律(粒)
搞定圈

銅塔奬

拋光晶圓缺陷剔退率
由2.2%降至1.5% ，
改善比例 31.8%

降低矽晶圓消化處理
過程之金屬元素污染
，污染率降幅 56%

金歹賣圈
銅塔奬

降低再生矽原料金屬
(鐵)含量

滿意度 85.4%

客戶滿意度

2015年 2016年 2017年
0%

80.6% 79.5% 85.4%

9.7% 11.0%

6.9% 6.8%
2.8% 2.7%

10.8%

3.0%
0.8%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

>=80分

70~79分

60~69分

<60分
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3.4產業供應鏈與管理
上下游供應鏈

供應商評鑑管理

       藉由適切的供應商評估作業，審慎界定及選擇合格之供應商，並建立密

切之工作關係與回饋制度，以確保所採購之原物料與成品、半成品、治工具

、技術服務及其他勞力服務均符合品質及環安衛要求，我們的合格供應商均

需符合誠信經營守則，無不誠信行為之紀錄。我們每年由品保、研發及其他

相關部門組成供應商評鑑小組，執行供應商廠區稽核、文件審查，並與其主

管、員工面談，發掘問題並改善，其相關稽核紀錄均留存以供查核。

       我們全球各廠區之供應商總數近3年呈現成長趨勢，其中2016年供應商

家數相較於2015年大幅增加，因為我們於2016年收購Topsil Semiconductor 

Materials A/S半導體事業群以及SunEdison Semiconductor。在台灣廠區

，近3年供應商數量佔全球廠區之供應商數量約三成，佔比變化不大，呈現穩

定之情形，其中2017年台灣廠區之供應商所在地分布，以本地採購佔最高比

例85%，其他依序為台灣臨近國家(日本、韓國、中國)8%、美國5%、歐洲

1%及其他國家1%。

各廠區供應商數量

能源 醫療 工業

石英砂 高純度矽料 矽晶棒 矽晶圓

安防 音訊 通訊與電信 電腦與周邊 消費性電子產品 汽車 視訊與影像處理

註：1.台灣區：環球晶圓總部，自2016年起納入中德電子。

       2.亞洲區：GlobalWafers Japan、昆山中辰矽晶，自2016年起納入MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd.

                      、MEMC Japan Ltd.、MEMC Korea Company。

      3.美國區：GlobiTech Incorporated.，自2016年起納入SunEdison Semiconductor, LLC。

      4.歐洲區：自2016年起納入MEMC Electronic Materials, SpA、Topsil GlobalWafers A/S。

2015年

2016年

2017年

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000(家數)

台灣廠區 亞洲廠區 美國廠區 歐洲廠區

1439

1306

547 783 213

1973 217 763

2088 823 886

矽原料 IC製造 IC封裝、測試矽晶圓

IC終端產品應用
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       在部分國家或地區對原物料來源或生產，會有化學物質或使用化學物質
的法律限制，我們遵守當地相應的法規，如歐盟地區RoHS指令、REACH法
規(限制)、美國的有害物質限制法(TSCA)等。
       為確保本公司品質管理系統持續符合客戶及適用法令與法規要求，我們
定期實施相關資訊及法令規章遵循之檢視，列出公司之利害關係人及其關注
議題，亦持續配合無衝突礦產計畫，要求供應商對供應鏈進行合理的盡責調
查，以確保供應商提供我們的物料中沒有衝突礦產，以達客戶及法令的要求。
       鑑於英國政府在2015年10月時通過Modern Slavery Act 2015《現代
奴役法案》，企業年營收達3600萬英鎊且於英國境內有營運活動的企業必須
遵守。我們在各國的營運活動皆遵守當地所有法律，包括反人口販賣和反奴
隸制度的各項法案。環球晶圓決不容忍任何現代奴隸制度的行為，並堅持其
所有的商業交易、商業關係和供應鏈活動皆符合道德規範，以誠信為上。

在地採購

       環球晶圓採購類別大致分為設備、零組件、原物料、廠務、自動化設備
等項目，由各廠區自行採購。我們以落實供應鏈在地化為目標，在地化的供
應鏈能提升供貨彈性、減少不必要成本，亦能降低供應鏈碳排放，推動綠色
產業發展並創造當地就業機會。環球晶圓主要生產基地在台灣及亞洲區，我
們視提升當地產業發展為企業社會責任之重要一環，我們在台灣及亞洲區近
3年在地採購比例可達84%以上，以落實促進產業在地發展之理念。

法令法規要求

       環球晶圓定期蒐集收貨地所在國、發送地所在國以及客戶指定送抵目的

地所在國的法令法規要求，以確保所採購的產品、流程和服務均能符合標的

所在國的適用法令法規要求。此外，當客戶對特定產品要求了法令法規之特

殊管制，我們會確保此項特殊管制有被實施和維護，並包含供應商。

       於供應商實地稽核部分，我們近3年之供應商實地稽核家數佔供應商總

數的2~3%，近3年供應商實地稽核比例相近。

台灣廠區之供應商所在地分布

全球廠區之實地稽核供應商數量

全球廠區之在地採購

85% 15%

2015年

2016年

2017年

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000(家數)

供應商
總數

台灣

供應商
稽核

5236 100

4259 99

1543 42

2015年

2016年

2017年

94.5%
88.3%

85.0%
85.8%

7.8%
41.7%

84.8%
85.1%

74.1%
44.1%

8.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

歐洲
廠區

美國
廠區

亞洲
廠區

台灣
廠區

註：1.在地採購：廠區所在地與供應商所在地同屬相同國家。

           2.環球晶圓2015年尚未於歐洲設廠。

日本 4%

歐洲 1%

美國 5%

中國 2%

韓國 2%

其他 1%
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對環球晶圓的意義
       在政府積極推動「循環經濟」的政策下，環球晶圓體認到經濟與科技

發展應與環保兼顧的重要性，認為企業都有責任分攤對環境衝擊的責任，

因此環球晶圓秉持循環經濟的理念、落實促進資源循環利用，除了3個R

(Reduce、Reuse、Recycle)更注重第4個R(Redesign)，使產品/製程在

設計階段就能夠預先規劃使其具有減量、再使用、再利用等循環效果，同

時並持續提升污染防治技術能力，並要求自我管制，以期達到環境永續之

願景。

管理機制
       透過2015年版ISO 14001環境管理系統之推動，環球晶圓導入產品

生命週期之概念，從製程及產品設計階段改善做起，真正做到源頭原物

料之減量。而在空污與水污的污染防治上，亦配合環境管理系統之推動，

每年訂定節能、節水、減廢與省資源的目標，降低能資源使用量，同時

達到降低溫室氣體排放之成效。在廢棄物管理方面，將傳統的清理與處

置轉化為有效管理資源的觀念，以減少廢棄物之產出；同時，亦強化廢

棄物清理廠商之稽核管理，以確保廢棄物能被妥善之處理。在法規符合

性部分，環球晶圓堅持合法經營，針對內外部環境相關議題進行均符合

性評估，若發現有法規風險則立即採取預防性改善措施，並藉由完整的

管理與確實之操作維護落實政策。

台灣區節碳排放當量

881.3噸-CO2e

重大考量面

污染預防

溫室氣體

廢棄物管理

源頭減量

Reduce Reuse

Recycle Redesign

4R

台灣區節水
300,592公噸

節能

節水

減廢

省資源
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註：1.台灣區：環球晶圓總部，自2016年起納入中德電子。
        2.海外：GlobalWafers Japan、昆山中辰矽晶，自2016年起納入MEMC Electronic Materials, SpA、MEMC 
            Korea Company、SunEdison Semiconductor, LLC。其他廠區因數據無法確實提供，未納入統計範疇，未揭露
            的廠址為GlobiTech Incorporated.、MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd.、MEMC Japan Ltd.、Topsil 
            GlobalWafers A/S。
         3.二氧化碳當量排放，依據各廠址所在地國家頒布之排放係數計算。

4.1溫室氣體
       近年來，面對全球暖化與環境變遷，各國政府為因應「聯合國氣候

變化綱要公約」與「巴黎氣候協議」對溫室氣體減量工作之規範，或基

於地球村一份子的思維，乃紛紛推行抑低溫室氣體排放的具體行動計畫

。於此同時，國際間對於溫室氣體管理方式也已逐漸由國家層級之協商

向下延伸，甚至透過跨國供應鏈之要求擴展至企業層級，並直接影響企

業的經營活動。低碳經濟(Low Carbon Economy)儼然成為目前經濟與

投資之主流。

       環球晶圓基於關心全球氣候變遷、善用能資源及善盡企業的責任，

決定依據國際標準組織對溫室氣體管理之ISO 14064-1標準要求，以系

統化方式推動各生產單位之溫室氣體排放量盤查與排放清冊之建置，以

提供日後制定有效的改善管理方案作參考。

       本公司之營運邊界包含直接(範疇一，製程使用、燃料使用的溫室氣

體、化糞池及消防設備等逸散源)、能源間接(範疇二，外購能源)及其他

間接(範疇三)溫室氣體排放源等三類，我們於本報告書揭露直接(範疇一)

、能源間接(範疇二)。

       環球晶圓近3年之溫室氣體排放總量呈現逐年增加趨勢，最主要原因

為我們在2016年收購Topsil Semiconductor Materials A/S半導體事

業群、SunEdison Semiconductor以及持續的產能擴增。我們於2017

年之二氧化碳當量排放較2016年增加3.6%，約為883萬公噸二氧化碳當

量，其中直接排放(範疇一)之二氧化碳當量佔總排放量之0.21%，能源間

接排放(範疇二)則佔99.79%；於台灣區，所排放之二氧化碳當量則佔總

排放量之1.78%。

範疇一 直接排放-二氧化碳當量佔總排放量之0.21%

範疇二 能源間接排放-佔99.79%

台灣區
排放二氧化碳
佔總排放量

1.78%

範疇一溫室氣體排放量 單位：公噸

6,501

15,771 16,999
225

1,160
1,737

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000

2015年 2016年 2017年

海外

台灣

範疇二溫室氣體排放量 單位：公噸

2015年 2016年 2017年

海外

台灣

7,909,543

8,350,184
8,655,678

10,765

151,208

155,148

7,400,000

7,600,000

7,800,000

8,000,000

8,200,000

8,400,000

8,600,000

8,800,000

9,000,000
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註：1.台灣區：環球晶圓總部、中德電子。
        2.海外：GlobiTech Incorporated.、GlobalWafers Japan、MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd.、MEMC 
                       Electronic Materials, SpA、MEMC Japan Ltd.、MEMC Korea Company、SunEdison Semiconductor, 
                       LLC、昆山中辰矽晶、Topsil GlobalWafers A/S。

註：1.台灣區：環球晶圓總部、中德電子。
        2.中德電子自2016年納入環球晶圓集團；環球晶圓總部無NOx污染物質。
        3.粒狀物、無機酸及鹼之年排放量依據第三方合格實驗室檢測報告數據推估；揮發性有機物年排放量依據空污費
           計算係數推估。
       4.依據固定污染源操作許可證揭露固定污染源排放物質。

4.2廢棄物管理
       環球晶圓之廢棄物管理重視源頭減量，從製程改善、源頭減量，以減

少廢棄物之產出；其次廠內進行回收再使用、再利用，減少新購原物料量

，同時也減少廢棄物之產生；最後才是委託處理(包含焚化、掩埋、物理

處理等)，目前我們各廠區之所有廢棄物均採行委託清運處理，無跨國

(境外)處理情形。近 3 年未發現廢棄物廠商有重大違規事件，於各廠區無

發生重大洩漏事件及有害事業廢棄物境外處理。

      在台灣區，我們產生之廢棄物依廢棄物清理相關法規，進行廢棄物清

除與處理，以符合法令規範為最基本要求，廢棄物委外處理前，於廠內做

好分類收集及貯存管理，依廢棄物之特性，選擇適當、合法之廢棄物清除

、處理業者簽訂合約後，始得由清除商依環保法令進行清除、流向申報，

並交由處理廠妥適處理。為確實有效管控廢棄物流向及確保廢棄物已經被

妥善處理，因此依廠商之性質(清除/處理/再利用)不同，每年安排對廢棄

物廠商進行稽核。在清除機構方面是著重進廠管制；處理/再利用機構則

是針對其貯存設施、處理設施、處理能力、污染防治設備運轉情形、現場

安全衛生與消防管理以及公司的營運狀況等資料進行稽核，將稽核結果進

行分級，以決定後續是否繼續合作或加強稽核之頻率。

      2017年台灣區廢棄物處理量 5,646 公噸，其中一般事業廢棄物佔

98.8%、有害事業廢棄物佔 1.2%。海外區廢棄物處理量 21,425 公噸，

一般事業廢棄物佔 81.6%、有害事業廢棄物佔 18.4%，而台灣區之事業

廢棄物處理量佔全球廠區之 20.9%。我們近3年之廢棄物處理量呈現逐年

增加趨勢，最主要原因為我們在2016年收購Topsil  Semiconductor  

Materials A/S半導體事業群、SunEdison Semiconductor以及持續的

產能擴增。

其他顯著氣體
       我們在台灣區的固定污染源排放物質包含氮氧化物、酸廢氣(氯化氫、

硝酸、磷酸、氫氟酸)、氨氣、揮發性有機物及粒狀污染物，其中年排放

量超過 1 公噸的廢氣種類有氮氧化物、氨氣及揮發性有機物。

2017年事業廢棄物比例

其他
0.654

氨氣 1.597VOCs 2.363 

NOx 10.368

粒狀汙染物 0.414

氫氟酸 0.078
磷酸 0.013
硝酸 0.124
氯化氫 0.026

一般 81.6%

有害
18.4%

一般 98.8%

台灣
海外

有害
1.2%
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註：1. 2015年廠區：環球晶圓總部、GlobiTech Incorporated.、GlobalWafers Japan、昆山中辰矽晶。
        2. 2016、2017年廠區：較2015年增加中德電子、MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd.、MEMC Electronic 
                                                   Materials, SpA、MEMC Japan Ltd.、MEMC Korea Company、SunEdison 
                                                   Semiconductor, LLC、Topsil  GlobalWafers A/S。

       在事業廢棄物之委託處理方式部分，2017年我們全球廠區採資源及

再利用方式之事業廢棄物佔總廢棄物處理量之 83.2%、其他處理方式(物

理、化學、固化處理)佔 8%、焚化 6.8%及掩埋則佔 2%。於台灣區，各

事業廢棄物處理方式之比例分別為資源及再利用80%、其他處理方式(物

理、化學、固化處理) 12.4%、焚化 7.5%及掩埋 0.1%。

全球廠區事業廢棄物處理量 單位：公噸

2015年 2016年 2017年

一般

有害

0.000 

5,000.000 

10,000.000 

15,000.000 

20,000.000 

25,000.000 

30,000.000 

註：其他處理方式包含物理、化學及固化處理。

單位：公噸

註：其他處理方式包含物理、化學及固化處理。

2017年全球廠區事業廢棄物委託處理方式

全球廠區事業廢棄物之各處理方式處理量

單位：公噸

資源+再利用

其他8.0%

掩埋2.0%

焚化6.8%

83%

16.8%

8,859 22,227 23,052

56

3,437 4,019

2015年 2016年 2017年

其他

掩埋

焚化

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

資源+再利用

8,039

105

1,689
660
2020

1,845
549
2160

201
570

21,294 22,517
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4.3源頭減量
4.3.1原物料再利用
       環球晶圓透過2015年版ISO 14001環境管理系統之推動，導入產品

生命週期之觀念，減少原物料耗用及廢棄物產出，以達成永續經營、環境

保護的目標。我們各廠區依製程特性不同，儘可能地使用再生原物料，我

們全球各廠區使用的再生原物料包含矽原料、切削液(載劑)、產品包裝紙

箱及晶舟盒等項目。

4.3.2 能源管理
       如前述章節我們之溫室氣體排放組織型盤查結果，環球晶圓溫室氣體

之主要排放來源是電力，因此電力使用之減量及能源效率之提升，為環球

晶圓目前首要之務。在台灣區，我們藉由導入ISO 50001能源管理系統，

監督量測重大能源使用設備，並提出行動改善計畫，定期追蹤改善措施的

績效，以達到持續改善、節能減碳的目標。我們並期許能透過環保及永續

議題的關注來促成企業創新的動力，降低各項產品及服務之環境生態足跡

，以提升企業形象及競爭力。

       在台灣區，自2016年下半年起有14項節能措施，相當於881.3公噸

二氧化碳排放。

台灣區節能措施

613
公噸

矽原料
再利用量

單一廠區再利用率
-環球晶圓總部 20.9%
- GlobalWafers Japan  21.6%
- MEMC Electronic Materials, SpA 
   13.4%
-MEMC Korea Company  22.3%
- Topsil GlobalWafers A/S  43.1%

539
公噸

切削液
(載劑)

再利用量

單一廠區再利用率
-環球晶圓總部 76.0%
- MEMC Electronic Materials, SpA  
   70.3%

167
公噸

晶舟盒

單一廠區再利用率
-環球晶圓總部 78.2%
- GlobalWafers Japan  18.2%

16,125
pc

產品
包裝紙箱

單一廠區再利用率
-環球晶圓總部 20.0%

註：1.電力碳排放係數以0.529 (kg CO2 e/度)、柴油碳排放係數以2.606(kg CO2e/L)計算。
      2.電費以2.3元/度電、柴油以18.56元/公升計算。

降低空壓機供出壓力

老舊乾燥機汰換為高效益機型

長晶製程泵汰舊換新

柴油熱水爐改為熱泵熱水爐及電熱熱水爐

拋光無塵室氣室冷凝水、冷氣洩漏改善

辦公室空調PE冷凝水改善

切片產能提升

圓邊PPH提升

擴散爐膛節能改善

節碳排放當量
(ton-CO2e)

38,531 kWh

4,450 kWh

31,806 kWh 

59,410 L 

170,922 kWh 

2,988 kWh 

9,364 kWh 

25,448 kWh 

442 kWh 

20.4

2.4

16.8 

30.9

90.4

1.6 

5.0 

13.5 

0.2 

節省電費
(元)

88,621

10,235

73,154

563,759

393,121

6,872 

21,537 

58,530 

1,017

環球晶圓總部

機組效能提升

空調節能

機台改善

新增熱回收式壓縮空氣乾燥機取代加熱

吸附式機型

一期冷卻水塔更換鰭片及整修

UB冰水主機#1 COP改善方案

PULLER LPHZ Conversion

將傳統燈管汰換為LED高效率燈管

124,416 kWh 

42,245 kWh 

363,920 kWh 

554,458 kWh 

238,571 kWh 

59,410 L

1,607,561 kWh

65.8 

22.3 

192.5

293.3 

126.2

881.3

中德電子廠

機組效能提升

空調節能

機台改善

照明節能

286,157 

97,164 

837,016 

1,275,253 

548,713 

4,261,149台灣區合計
柴 油

電 力

節能
(年)分類 節能項目
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機台改善

PULLER LPHZ Conversion

‧長晶機(Puller) 保溫組件改成Low Power Hot 
  Zone (LPHZ Type)
‧每小時平均耗能由151 kWh降為138 kWh

機組效能提升

新增熱回收式壓縮空氣乾燥機取代既有
加熱吸附式機型 老舊乾燥機汰換為高效益機型

長晶製程泵汰舊換新 柴油熱水爐改熱泵熱水爐+電熱熱水爐

將傳統燈管汰換為LED高效率燈管

照明節能
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4.3.3 水資源管理
       近年來因全球氣候變遷問題，造成降雨量的極端化現象，也使得水資

源管理特別重要。環球晶圓台灣區之用水，均取自台灣自來水公司之自來

水供水，少部分來自空調冷凝水，但無使用地下水，因此不會產生超抽地

下水、造成地層下陷破壞環境生態等問題。其水源來源方面，供水來源為

寶一及寶二水廠，其原水水源均未被劃分為國家或國際自然保護區，非來

自敏感的水體(被專家認為相對面積、功能特殊、罕見、受威脅、瀕絕系統

或該水源存在某種瀕絕物種)。在節約水資源耗用方面，環球晶圓致力回收

水再利用，以因應全球氣候變遷之缺水風險。

        環球晶圓近3年之總取水量呈現增加趨勢，2016年總取水量大幅增加

之最主要因素為我們在2016年收購Topsil Semiconductor Materials A/S

半導體事業群、SunEdison Semiconductor及產能持續增加。2017年總

取水量22,813,199公噸相較於2016年略增。在水資源回收再利用部分，

近3年總回收水量亦呈現增加情形，其中台灣區 2017年回收水量1,953,228

公噸，佔總回收水量之48.7%。

        於水資源回收率，2017年全球廠區之平均水資源回收率為17.6%，

與2016年之17.0%略微增加，其中台灣區2016年及2017年水資源回收率

分別為54.1%及53.3%，為我們全球廠區最主要的水資源回收區域。

0

5,000,000

10,000,000
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20,000,000

25,000,000 台灣
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台灣

海外

總取水量 單位：公噸

2015年 2016年 2017年

545,097

7,054,506

18,405,242 19,148,881

3,639,324
3,664,318

總回收水量 單位：公噸
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0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

海外水回收率
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水資源回收率 單位：公噸

2015年 2016年 2017年
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1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

回收再利用水量

273,933

710,886

984,819

3,752,926
4,011,073

53.3%54.1%
50.3%

10.1% 9.7% 10.7%

1,969,662 1,953,228

1,783,264 2,057,845

註：1. 2015年廠區：台灣-環球晶圓總部
                                     海外-GlobiTech Incorporated.、GlobalWafers Japan、昆山中辰矽晶
       2. 2016、2017年廠區：較2015年增加
           台灣-中德電子
           海外-MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd.、MEMC Electronic Materials, SpA、MEMC Japan Ltd.、
                    MEMC Korea Company、SunEdison Semiconductor, LLC、Topsil GlobalWafers A/S
      3. 水資源回收率=回收再利用水量÷總取水量

48.7%

2017年

回收水量
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        環球晶圓台灣廠區節水措施管理概念流程，主要分為廠務系統及製

程設備進行分項管理，持續提升製程廢水回收系統效能。我們定期於內部

召開節水討論改善會議，並宣導節約用水，使節約用水成為全公司員工之

共識，對於近年推行且持續運作的節水措施：

台灣廠區節水措施成果

廠 別 措 施 節水量(公噸/年)

1.拋光及LTO製程回收水

2.表面研磨回收水

3.圓邊站回收水

4.板框式污泥壓濾機壓濾水回收

5.省水水龍頭

6.提升用水回收率

  ‧增設水回收系統

  ‧排水之層級利用

7.調降製程設備純水用水量

185,851

環球晶圓總部

環球晶圓

1.提升用水回收率

   ‧增設水回收系統

   ‧2015年增設研磨廢水回收系統，平均每日可減少自來

       水用量 150~250噸，每年可減少98,383噸

  ‧2017年擴充EPI廢水回收系統，平均每日可減少自來水

      用量 250~350噸，每年可減少16,358噸

2.源頭管理 : 每日用水量分析，檢討是否有異常用水情形

114,741中德電子

總 計 300,592

2015 年增設研磨廢水回收系統

增設處理設備，提升用水循
環次數(原始供水再利用循
環)

2017 年擴充 EPI 廢水回收系統

省水器材更換(洗手台加裝
省水器) 增設低耗水純水系統



透過機台改造，使鑽石鋸線可在現行機台上加工晶棒並導入切片製程
→單一機台物料減量 3.4 噸/月
*2017年改機1台，將於2018年放量測試，增加改機數量

針對不同的產品進行切片線用量最佳化
→單一產品每回切片用線量減少35 km
*每月約切割49回

分析使用後的氫氟酸之金屬與氟離子含量差異，定義最佳的氫氟酸耗用量
→擴散分離氫氟酸使用量降低50%

使用過的圓邊砂輪，透過廠商重新加工再生，重複使用砂輪
→減少請購新砂輪25顆/月

原物料減量

分析不同懸浮劑於晶片研磨過程中，其懸浮力、分散能力對晶片品質的影響
→以無環境荷爾蒙、毒化物之懸浮劑  取代原懸浮劑

取代危害性物料

4.4污染預防
       我們積極推動綠色產品與綠色生產，從製程設計與技術提升，減少原

物料之耗用，不僅能從源頭減量減少污染排放，亦能降低營運成本、減少

資源消耗及降低對環境之衝擊。我們亦要求上下游供應商遵循其交給環球

晶圓的產品及零件，未使用衝突礦物等相關之國際規範與對環境有害之禁

用物質的要求，以確保產品符合RoHS、WEEE、REACH、ErP與Batteries

等指令。

       我們各廠區的研發團隊及相關部門，不間斷的創新、改善，評估環境

友善的可行性技術，並藉由模擬試驗，驗證其可行性後，放量導入於生產

製程，以達成永續經營及環境保護之責任。以我們台灣區環球晶圓總部為例：
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員工照顧5.1

職業安全衛生5.2

社會參與5.3
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2017關鍵成果

對環球晶圓的意義
       環球晶圓一直以來將員工視為公司重要資產，提供具市場競爭性之

薪酬及完善的福利制度，吸引優秀人才加入，並善盡企業責任，創造及

提供當地居民就業機會；聆聽員工的意見與聲音，建立勞資雙方良好的

互動與溝通；恪遵法令、制定符合勞動法規之各項工作制度與管理規範

，並尊重員工的勞務提供意願，絕不強迫或強制提供勞務；營造友善的

工作環境，以保障員工職場安全；重視員工的職涯發展，關注員工之工

作與生活的平衡。

管理機制

重大考量面

人權、安全環境(緊急應變)

勞資雙方
良好

互動與溝通

吸引優秀
人才加入

營造友善的
工作環境 保障員工

職場安全

定期召開勞資會議、提供各類溝通管道及申訴機制，以有效了

解員工的聲音、處理員工的問題。

推動職業安全衛生管理系統、安全教育訓練及安全文化活動，

提升員工安全意識、強化員工素養及紀律，進而有效降低事故

率，保障員工職場安全。

定期辦理緊急應變小組訓練及緊急逃生疏散演練，強化廠內救

災與同仁對於工作環境、逃生動線的認識與熟悉度，將意外事

故可能引發的人員傷害、財產損失及對環境造成的衝擊減至最

低程度。

01

02

03

52

0人權申訴事件

台灣區0工傷失能事件



5 

友
善
職
場

53

第五章  友善職場
5.1員工照顧
5.1.1人力資源
       人才聘僱和留任人才是企業和社會發展最核心的要素，優秀的人才是

實現企業戰略目標的基礎，更是企業持續發展的動力，隨著科技資訊的蓬

勃、人才外流與人才斷層等種種挑戰，我們在人力資源管理的「選、育、

用、留、晉」各方面均加大力度、強化人才建設，並優化人員素質結構，

以因應全球的人才競爭。

       我們尊重職場多元性，不因各種情況而有不同形式之差別待遇或歧視

，並秉持誠信經營守則，訂定各項人資管理規章；人才招募政策亦揭示徵

才應透過公開招募、員工引薦並經甄試合格後予以僱用，其甄試及核職敘

薪標準悉依規章辦理。我們持續透過公開且公平的徵才管道，在各地招募

具有良好溝通協調及學習能力的人才，台灣區更透過政府大型招募活動，

吸引多元人才，亦透過適性測驗及甄選面談，遴選適合人員加以培訓，共

同參與公司的成長。

       2017年我們員工總數為6,905人，其中男性員工比率佔76.3%。在正

式與非正式員工部分，正式員工佔89.4%，其中男性比例為68.7%；在僱

用類型部分，不固定期限(一般員工)佔正式員工之94.2%，其中男性比例

為73.1%；在工作地點分布，台灣區員工人數佔23%。

全球廠區人力結構

類 型 組 別

正式(一般員工)

非正式(派遣人員、兼職人員)

不固定期限(一般員工)

固定期限(約聘、實習生、外勞)

台灣

海外

2017

1,433

204

1,301

132

446

1,191

1,637

6,905

  

4,742

526

4,513

229

1,138

4,130

5,268

正式/非正式

地     點

僱用合約

性別小計

總    計

男 女

正式68.7%

正式20.7%

非正式
3.0%

非正式
7.6%

全球廠區人力結構

不固定期限21.1%

不固定期限73.1%

固定期限
3.7%

固定期限
2.1%

海外區
59.8%

海外區
17.2%

台灣區
6.5%

台灣區
16.5%

男性

女性
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5.1.2薪資福利
       員工是企業最重要的資產，更是成長與成功的動力。我們致力於提供

具有競爭力的薪酬福利來吸引及留任各方優秀人才，並回饋同仁對公司辛

勞與貢獻。

       為激發員工的潛能，使他們能發揮自己所長，並與公司一同成長，我

們除了加強薪酬與福利措施，更努力提供適用於全體員工的人力發展制度

與友善的工作環境，期許同仁感受到環球晶圓對大家的關懷與照顧，藉此

增進員工對公司的向心力與認同感。

       我們每年透過薪資調查及衡量市場的薪資水平，並參考總體經濟指標

、物價指數，對員工本薪作出適當的調整，以遵循法規及相關法令為主軸

，並設定達成同仁任用起薪須高於國家標準起薪的作業目標；同時為了公

平性的維持，對同仁敘薪之標準皆依職位、年資與專業能力等工作相關項

目進行判斷，確保同工同酬並避免性別、年齡或其他條件上之歧視與差異。

5.1.3人才培育
       我們每年依據營運策略及短中長期目標，規劃年度教育訓練計畫，並

將管理人才培育和技術傳承為工作執行重點。我們強化人才資料庫管理功

能，以掌握集團人才動態及發展方向，並藉由舉辦教育訓練課程、讓教育

訓練學習內容多元化、也藉由產學合作專案研究，協助同仁及時掌握全球

政經發展、趨勢動態、技術新知、增加多元職能，並輔以職務代理、職務

輪調與在職訓練等機制，強化主管與人員之管理職能及專業能力。我們提

供多元化的職能訓練學習資源，使公司及同仁都能順應知識力急速的變化

與革新，擁有與時俱進的知識、 技術及能力。

      我們2017年各廠區接受教育訓練的平均員工人次為2,013人次，直接

人員及間接人員平均訓練時數分別為22.1小時及21.8小時，我們2015與

2016年接受教育訓練人次差異較大，最主要原因為我們在2016年收購相

關事業群，所統計的涵蓋廠址大幅改變。2016年與2017年的平均接受教

育訓練人次、訓練時數則相近，顯示我們穩定的教育訓練計畫與機制。

員工教育訓練統計

績效與獎酬連結

我們每年進行全體員工績效考核，針對員工對工作承諾、職責及貢獻
程度，考量其未來發展性與市場薪資水準進行調薪，並按績效表現成
果給予激勵獎金與分紅，確保員工的薪酬與發展，能與公司的財務與
績效結合，鼓勵員工持續在崗位上付出並持續創新。

完善的福利制度

我們台灣區提供員工勞健保、勞退及團保、員工用餐補助、年度旅遊
補助、員工健康檢查、三節與生日禮金、婚喪喜慶補助、社團活動補
助、交通車等相關福利。

退休金制度

我們依照各營運地區國家法律提撥退休金，台灣地區則遵照「勞動基
準法」及「勞工退休金條例」訂定員工退休辦法，並設立勞工退休準
備金監督委員會，按月足額提撥勞工退休金，讓勞工符合退休條件時
可請領退休金，保障員工的權益。

獎勵優良員工

以正面、積極的企業文化來看待員工的表現，設置多項獎勵方案，如
優良事蹟獎勵、提案獎勵、專利獎勵等，以及台灣區每年辦理模範員
工選拔活動，選出楷模並頒獎予以嘉許。

註：1. 2015年廠區：環球晶圓總部、GlobiTech Incorporated.、GlobalWafers Japan、昆山中辰矽晶。
        2. 2016、2017年廠區：較2015年增加中德電子、MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd.、MEMC Electronic 
            Materials, SpA、MEMC Japan Ltd.、MEMC Korea Company、Topsil GlobalWafers A/S。
        3.直接人員：實際從事與生產有關之作業人員，包括生產現場從事技術性工作人員、領班等人員。
        4.間接人員：非直接從事與生產有關之工作者，包括主管人員、產品設計人員、會計、採購、工程師等人員。

54

2015年

訓練人次 平均訓練時數

2016年 2017年
0 0

5

10

15

20

25

30

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000 完訓人次

直接人員

間接人員

教育訓練
員工人次

2,013人次

直接人員

22.1小時

間接人員

21.8小時



5 

友
善
職
場

55

工會

5.1.4人權
       環球晶圓一向重視員工權益，並且遵守各國相關人權規定，以0人權

申訴事件為持續努力目標，我們相信暢通的溝通管道及申訴制度能確保員

工的權益。公司內部若頒布會影響到員工權益之重要政策變更、薪酬福利

、休假制度變動等，依規定於執行前透過勞資會議、電子報或人事公告方

式通知影響員工，以保障員工權益。

       台灣區透過定期召開的勞資會議、員工意見箱、職業安全衛生委員會

、舊制退休準備金會議、福委會等管道，員工能自由反應自己的意見與看

法，透過會議中意見的交流與討論，讓員工意見得以充分表達，使勞資間

進行雙向且有效的溝通，創造勞資雙贏的目標。另為了預防職場暴力及性

騷擾等事件，台灣區特別設置預防職場暴力、性騷擾防治相關辦法及申訴

窗口，提供員工暢通的申訴管道與溝通平台。

       我們在大部分的營運據點，對新進員工實施0.5或1小時的相關人權教

育訓練；對在職員工，每年不定期舉辦職場暴力侵害及性騷擾防治宣導等

相關課程。我們各營運據點近3年沒有發生、申訴相關人權事件(強迫勞動

、童工、歧視、騷擾及違反結社自由)，我們將以0人權申訴事件為持續努

力的目標。

      2017年我們加入工會人數為1,955人，佔員工總人數28.3%，其

中台灣區無設立工會，有成立工會的營運據點為亞洲區(日本、南韓)

、歐洲區及美國。2016年加入工會人數較2015年明顯增加，因為我

們於2016年收購SunEdison Semiconductor。

定期召開
勞資會議

員工意見箱

職業安全
衛生委員會

舊制退休
準備金會議

福委會
創造勞資

雙贏為目標

設置預防
職場暴力

性騷擾防治

參加工會人數

註：1. 2015年廠區：環球晶圓總部、GlobiTech Incorporated.、GlobalWafers Japan、昆山中辰矽晶。
        2. 2016、2017年廠區：較2015年增加中德電子、MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd.、MEMC Electronic 
            Materials, SpA、MEMC Japan Ltd.、MEMC Korea Company、SunEdison Semiconductor, LLC、Topsil 
            GlobalWafers A/S。

單位：人數

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2015年 2016年 2017年

981

1,853
1,955

工會人數

1,955人



5 

友
善
職
場

56

承攬商管理

      針對具有高度潛在風險之作業項目，高架、動火及局限空間、吊掛作

業、消防中斷等特殊作業，訂定相關作業管制並應有相關安全措施防護與

檢點，同仁進行特殊作業前須事先提出申請，並於事前進行作業安全檢點

，確保作業安全，達到預防災害發生之目的。

      訂定承攬商管理辦法，要求入廠承攬商需檢附6小時勞工安全衛生教

育結業證書或其他優於此證書的相關證照，將施工作業分一般作業與特殊

危險作業(動火作業、局限空間作業、吊掛作業 與高架作業等高風險作業)

管控施工申請與風險。施工期間，除要求承攬商指派現場監督人員監工

作業外，施工申請單位執行現場監督管理，環安部門人員亦會不定期巡查

，以確保所有作業均符合安全、衛生與環保規定，強化承攬商施工安全。

承攬商安全衛生環保教育訓練

5.2職業安全衛生
5.2.1安全環境

       環球晶圓以提供安全、健康、舒適的工作環境為目標，為建構安全的

工作環境，除遵守當地相關安全衛生法規外，並藉由審查、稽核、溝通及

教育訓練，使全體同仁參與安全、衛生管理活動，適時採取適當之矯正措

施，持續改善，以保障員工、承攬勞工及相關第三者生命安全與健康，創

造永續經營的環境。以台灣區為例，我們導入職業安全衛生管理系統

(OHSAS 18001)，透過系統的管理機制(P→D→C→A)達到持續改善之目

的，消弭工作環境之危害因素，降低危害風險。每年執行內部稽核檢視管

理系統落實度，並委託第三方驗證單位進行系統外部認證、查驗，以確保

管理系統的有效性。

    於台灣區，我們依廠區設立職業安全衛生委員會，委員會係由管理階層

、工程技術代表、勞工代表、醫護人員及安全衛生人員組成，其中勞工代

表比例皆優於法規，佔總委員人數 1/3 以上。我們每季定期召開職業安全

衛生委員會，以讓員工參與及監督職安管理系統執行成效。

       我們訂定各項工作安全與衛生管理程序讓同仁遵循，以降低作業風險

，提供員工安全的作業環境。

台灣各廠區職業安全衛生委員會

項 目 環 球

20

7

35%

25

14

56%

委員會(人數)

勞工代表(人數)

勞工代表比例

中 德

特殊危害作業管制
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作業環境監測

化學品管理

      建置安全資料表專區，供同仁查詢化學品之危害特性與其相關資訊，

並建立危害物質清單定期向主管機關申報。作業現場，化學品機台設備均

設有局部排氣裝置，機台上張貼化學品GHS標示，作業區域備有安全資

料表(SDS)，讓同仁在操作時對其化學品儲存、危害及預防措施能有充份

的了解。另針對高度易燃化學品，使用後需儲放於安全櫃、防爆櫃內，以

降低化學品暴露風險。除提供個人防護具外，並安排呼吸防護用具密合度

測試，確保同仁防護具配戴之有效性。

      依「勞工作業環境監測實施辦法」，委由合格之工礦衛生技師及作業

環境監測機構定期研討作業監測計畫及實施作業環境測定，並檢視測定結

果是否合乎法令規定，若有異常者則立即予以改善矯正，以提供同仁友善

的作業環境。

呼吸防護用具密合度測試
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人因工程改善

真空搬運機、升降台車、省力裝置

      為預防人因性危害及避免重複性肌肉骨骼傷病，訂定人因危害預防計

畫全面發放肌肉骨骼傷害問卷進行調查，篩選出中高風險疑似有危害的個

案，由職業衛生管理師進行現場作業觀察及職業醫學科醫師面談指導，依

評估結果提出改善建議進行改善，有效降低同仁肌肉骨骼傷害之風險，並

進行肌肉骨骼傷害預防教育訓練與宣導。

5.2.2安全宣導及教育訓練

       我們對新進及在職員工定期進行勞工安全衛生教育訓練，並藉由公司

內部網站、電子郵件與公佈欄等方式傳達工作環境安全衛生知識，將安全

文化理念向下紮根，建立員工安全意識，以期降低職災風險。我們的安全

衛生教育訓練課程包含有害物質管制、個人防護具使用、人因肌肉骨骼傷

害預防、危險性之機械、設備操作安全通識、局限空間危害預防及聽力保

護等相關課程，在 2016、2017 年接受安全衛生教育訓練員工，每年可

達4,700人次以上，顯示我們致力於傳達員工安全意識之作為。

      除此之外，為了營造舒適及安全的工作環境，環球晶圓總部自 2017

年起推動職業安全提案競賽，透過提案內容及和加權評分選出獲獎單位，

並於每季安全衛生委員會時給予表揚及頒發獎金以茲鼓勵，用以激勵員工

提升安全衛生意識，促進員工積極參與，降低職業災害之發生。

接受安全衛生教育訓練人次

註：統計範圍-環球晶圓總部、中德電子，中德電子自2016年納入環球晶圓集團。

單位：人次

2015年 2016年 2017年

493

4,927

0.00

1,000.00

2,000.00

3,000.00

4,000.00

5,000.00

6,000.00

4,706
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安全衛生教育訓練 中德電子內部網站「ESH環安衛專區」

環球晶圓總部-職業安全提案競賽ESH 環安衛專區

環安衛活動
線上報名系統

環安衛宣導

安全資料表(SDS) ESH Concerns
& Request
環安衛
擔憂事項與回覆
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化學品洩漏處理演練

緊急應變器材(自攜式空氣呼吸器、消防衣、化學防護衣、氣體偵測器)

5.2.3緊急應變

       緊急應變管理之目的在於讓廠內緊急事故發生時能予以即時處理，避

免災害擴大，為使緊急異常狀況發生時能以正確而有效的應變策略，將意

外事故可能引發的人員傷害、財產損失及對環境造成的衝擊減至最低程度

，我們每年辦理緊急應變小組訓練及緊急逃生疏散演練，強化廠內救災與

同仁對於工作環境、逃生動線的認識與熟悉度。我們 2017 年辦理的緊急

應變訓練包含消防、緊急應變器材訓練(AED、CPR、消防衣、SCBA操作

使用)、化學品洩漏及緊急逃生疏散演練。

緊急逃生疏散演練-確保災害發生時人員能有效疏散

消防-強化滅火技巧，確保火災發生初期同仁能立即滅火，避免災害擴大
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5.2.4失能傷害

       職業災害統計分析資料，係依據勞動部及GRI G4 所公布之失能傷害

統計指標，以每百萬工時為基準，以失能傷害頻率(FR)、失能傷害嚴重率

(SR)、職業病率(ODR)及缺勤率(AR)做為主要統計依據(失能傷害統計數

字不包含廠外交通意外事故)。

       2017 年台灣區無發生工傷失能事件，海外區共發生15件，以扭傷佔

總工傷類別之33.3% 為最高，撞傷佔20%次之。全球廠區失能傷害頻率為

1.24(男性1.49、女性0.37)，失能傷害嚴重率為47 (男性 59、女性 6 )，

無發生職業病及因公死亡案件。近3年職業災害統計，失能傷害頻率逐年

略微降低，惟失能傷害嚴重率(SR)則呈現增加情形，顯示發生員工失能傷

害的件數減少，但因工傷所引起的損失工時卻增加，主要原因為工傷類別

中，在相對損失工時較低的切、割傷由 2016 年的6件降為2017年之1件

。此外，2017年於海內外各廠區作業之承攬商皆無發生工傷事件。我們

將以職業災害統計分析結果作為改善的重要依據，以減少傷害發生率與降

低傷害嚴重度，並邁向零災害事故為目標。

2017年工傷類別統計

切、割傷 夾傷 撞傷 跌倒 有害物接觸 扭傷 其他
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5.2.5健康職場

       員工是環球晶圓最寶貴資產，我們致力於營造安全舒適的工作環境，

並視員工健康為企業邁向成功及永續發展的關鍵要素，以我們台灣區為例

，廠區內設置醫護室，配置專任護理師與特約職業醫學科醫師，應用公共

衛生三段五級預防概念模式，規劃完整的健康檢查並舉辦相關健康促進活

動，提供同仁緊急處理照護、健康照護、特殊保護實施，讓所有同仁皆能

獲得全方位的健康照護，並預防職業相關傷害與疾病的發生。

缺勤率(AR)

2015年 2016年 2017年

0.25%
0.10%

0.63%

2.25%

1.85%

2.21%

1.73%

環球晶

台灣區

海外區

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

0.13%

註：1.台灣區：環球晶圓總部，自2016年起納入中德電子。
        2.海外：GlobalWafers Japan、昆山中辰矽晶，自2016年起納入MEMC Electronic Materials, Sdn Bhd.、MEMC 
                       Electronic Materials, SpA、MEMC Japan Ltd.、MEMC Korea Company。
        3.失能傷害頻率(FR) = 失能傷害總人數×106 / 總經歷工時。
        4.失能傷害嚴重率(SR) =失能傷害總損失日數×106 / 總經歷工時。
        5.總經歷工時：各廠區之所在地法定工作日數×法定工作時數×該廠區員工數之加總。
        6.缺勤率 (AR)= 總缺勤天數 / 總工作天數 × 100%。
        7.缺勤定義：員工因失去勞動能力而脫離崗位。包括病假(生理假)、事假、公傷假，不包括批准的假期、產假、陪
           產假、喪假等。

初級預防-促進健康&特殊保護

‧定期健康檢查

‧健康促進活動

‧四癌篩檢

‧流感疫苗注射

‧提供健康資訊與衛生教育

‧作業場所危害辨識與評估

‧選工&配工

次級預防-早期診斷&適切治療

‧特殊體檢

‧異常工作負荷促發

 疾病預防 

‧母性健康保護

‧肌肉骨骼傷害預防

‧代謝症候群個案管理

‧傷病處置

三級預防-限制殘障&復健

‧醫療&轉介協助

‧復工評估&配工

0.64%



健康檢查

健康促進
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      我們依據法令定期辦理健康檢查，除一般檢查項目外並合併實施特別

危害健康作業健康檢查，並依年齡條件提供免費四癌(大腸癌、子宮頸癌

、乳房攝影、口腔癌)篩檢。於健康檢查後亦會提供個人健檢報告諮詢活

動，使同仁更了解自身健康狀況。職護人員針對健檢結果進行統計分析並

實施分級管理，落實健檢之追蹤。

      職護人員依據健檢結果進行統計分析，分別規劃主題式健康促進活動

、健康講座、臨廠服務醫師諮詢，並結合新竹科學園區員工診所的醫療與

保健服務，推動預防醫學與疾病防治，加強同仁健康意識。我們2017年推

展的健康促進內容包含減重塑身、四癌篩檢與肺癌篩檢、CPR與AED訓練

、流感疫苗注射、骨質密度檢測及視力保健等各類講座與活動，提供同仁

正確的健康知識與觀念，並定期辦理公益捐血活動，鼓勵同仁挽袖獻熱血

，一起做公益，展現愛心不落人後的精神。

      此外，我們對於流行性傳染病之防制管理相當重視，每年於廠內提供

同仁免費施打流感疫苗，職護人員負責相關疫情資訊收集，於公司內部網

站進行宣導，提醒同仁加強個人衛生及增加防疫知識，並訂定傳染病主動

通報制度，避免疫情擴大，保障公司各項營運持續正常運作。

參與健康促進人次

註：統計範圍-環球晶圓總部、中德電子，中德電子自2016年納入環球晶圓集團

單位：人次

2015年 2016年 2017年
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CPR與AED訓練課程

體脂肪檢測、營養師
個別諮詢、舒壓有氧課程
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      每年針對新進人員及在職同仁安排特別危害健康檢查，依員工作業特
性安排的檢查類別包含噪音、游離輻射、二甲基甲醯胺、正己烷、錳及無
機化合物、粉塵、鉻酸、汞及無機化合物，健檢結果管理分級列二級(含)
以上同仁，則由職業醫學科醫師參考作業環境測定報告與同仁歷年健檢結
果進行評估，並提供個人健康指導與配工建議。2017年特殊作業檢查結
果，無與職業因素相關之異常案例。

      為避免女性同仁暴露於健康危害作業場所，我們訂定母性健康保護計
畫，依計畫實施母性健康風險評估，經職業醫學科醫師綜合評估後進行分
級管理與作業調整，不使妊娠中及分娩後未滿一年之女性同仁，從事可能
影響胚胎發育、妊娠或哺乳期間之母體及幼兒健康之作業。提供懷孕同仁
專屬車位、集乳室與愛心臂章，為職場媽媽營造友善工作環境。

聰明吃快樂動減重活動-成果摸彩 特殊保護健康管理

懷孕同仁專屬車位、愛心臂章

集乳室

捐血活動



異常工作負荷促發疾病預防

健康資訊與健康促進平台

5 

友
善
職
場

65

      為預防從事輪班、夜間工作、長時間工作及其他異常工作負荷促發疾

病，我們訂定工作負荷促發疾病預防相關計畫，針對所有同仁的健檢資料

、工時、過勞問卷結果彙整分析，進行分級管理並列出高風險族群，透過

職醫面談與健康指導以及採取相關預防措施，降低促發疾病之風險程度，

確保同仁身心健康。

電子公佈欄不定期更新健康資訊

跑馬燈提供健康、防疫宣導

‧設置電子公佈欄，張貼健康資訊供同仁參考

‧健康e網提供同仁報名參與健康促進活動

‧透過內部信箱寄發各類健康促進活動及健康知識

‧電子跑馬燈提供健康、防疫宣導
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2017年回饋與參與

5.3 社會參與
       環球晶圓鼓勵員工發揮愛心、回饋一己之力，與社會互動、關懷弱勢

族群，善盡企業社會責任。在台灣我們積極參與偏遠地區圓夢計畫、贊助

弱勢兒童與公益團體等各項社會公益活動，實踐「取之於社會，用之於社

會」的企業公民理念。

月餅捐贈

世光教養院、華光智能發展中心、藍天家園、

德蘭兒童中心、楊梅台灣兒童村、新竹少年之家 、

仁愛兒童之家 204盒
月餅

圓夢計畫

新竹縣偏鄉學童、家扶中心 93份
圓夢禮物

寒冬送暖

尖石鄉秀巒國小、竹東好生育幼院 新台幣
22萬元

制服捐贈

世光教養院 3大箱
制服

月餅捐贈

圓夢計畫
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寒冬送暖

產學交流

       我們亦對科技提升、學術交流不移餘力，2017年接待中央大學、虎

尾科技大學及輔仁大學等校師生至廠參訪，我們主管職員亦多次受邀至台

灣大學、清華大學及交通大學等校分享科技與文化管理相關經驗，並提供

學生實習的機會，透過產學合作將市場潮流與企業管理文化傳達予莘莘學

子，達到學術交流之目的。
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中德電子，參與城市盃馬拉松啦啦隊比賽獲第二名

3大箱
制服
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鑑別重大考量面與邊界

利害關係人議合

全球永續性報告指標GRI G4對照表

G4-1 企業永續發展願景與策略聲明

G4-3

G4-4

G4-5

G4-6

G4-7

G4-8

G4-9

G4-10

G4-11

G4-12

G4-13

G4-14

G4-15

G4-16

組織名稱
主要品牌、產品及/或服務
企業總部座落地點
業務活動涉及之國家與數量
所有權的性質及法律形式

所服務的市場及市場性質

組織規模

按類型/合約/地區分類並依性別的員工數
勞資談判達成協議的員工比例

描述組織的供應鏈情況
組織規模、架構、所有權與供應商的重要變化

對外部倡議的承諾

說明組織是否具有因應相關之預警方針或原則

對外界發起的經濟環境社會倡議的參與或支持
加入國內外業內公協會之會員

經營者的話

關於環球晶圓
關於環球晶圓
關於環球晶圓
關於環球晶圓
關於環球晶圓
關於環球晶圓

2.3營運績效

關於環球晶圓
2.3營運績效
5.1員工照顧

5.1.4人權

3.4產業供應鏈與管理
－

2.4風險管理

－

關於環球晶圓

本報告書首次發行

未參與相關倡議

本報告為首次發行
本報告為首次發行

本報告為首次發行

G4-17
G4-18

G4-19
G4-20

G4-21

G4-22
G4-23

企業營運之組織架構
界定報告內容的過程說明
列出所有在界定報告內容過程中所鑑別出的重大考量面

列出每個考量面的邊界，說明那些考量面面對組織內部具有實質性

列出每個考量面的邊界，說明那些考量面面對組織外部具有實質性

重整舊報告所載資訊之結果與原因
與以往報告的重大分別

G4-24

G4-25

G4-26

G4-27

利害關係人群體

界定要引入之利害關係人的認定與依據

說明利害關係人議合方式
利害關係人所關切的重要事項

關於本報告書
1.3重大性議題之鑑別與分析
1.3重大性議題之鑑別與分析

1.3重大性議題之鑑別與分析
1.3重大性議題之鑑別與分析

－
－

1.1利害關係人之鑑別

1.1利害關係人之鑑別

1.2 利害關係人溝通與回應

1.2 利害關係人溝通與回應

◎7

9

9

9

9

9

9

29

9

29

53

55

39

-

31

-

9

1

16

16

16

16

-

-

16

16

16

16

1

-

1

1

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

指標編號

策略與分析

組織概況

說 明 對應章節
僅對台灣揭露數據保證，

不包含海外子公司
註解/未揭露資訊與原因頁碼

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

G4-28

G4-29

G4-30

G4-31

報告出版日期

上一份報告出版的日期

報告出版之週期

報告回應之聯絡窗口

關於本報告書
－

關於本報告書
關於本報告書

報告書基本資料
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G4-DMA

G4-EN8

G4-EN10

G4-DMA

G4-EN15

G4-EN16

G4-EN21

依來源劃分的總取水量

水資源回收及再利用的百分比及總量

直接溫室氣體排放(範疇一)

能源間接溫室氣體排放(範疇二)

氮氧化物、硫氧化物和其他顯著氣體的排放

第四章DMA

4.3.3 水資源管理

4.3.3 水資源管理

第四章DMA

4.1溫室氣體

4.1溫室氣體

4.1溫室氣體

水

排放

環 境

原物料

能源

GRI內容索引

保證/確信

治理

倫理與誠信

G4-34

G4-35

G4-36

G4-37

G4-41

組織的治理結構

最高治理機構對經濟環境社會議題授權委任的流程

說明組織是否任命經營管理階層負責經濟環境社會議題，並是否直接向最高治理機構報告

利害關係人與最高治理機構在經濟環境社會議題上諮詢的流程

說明最高治理機構如何確保避免及管理利益衝突之流程、是否向利害關係人揭露利益衝突

G4-56

G4-58
描述組織之價值、原則、標準和行為規範

說明對於舉報有違倫理或不合法行為及組織誠信相關問題的內、外部機制

G4-DMA

G4-EC1

G4-EC3

G4-EC9

組織所產生及分配的直接經濟價值

組織確定福利計畫義務的範圍

於重要營運據點，採購支出來自當地供應商之比例

G4-DMA

G4-EN2

G4-DMA

G4-EN6

G4-EN7

使用再生原物料的百分比

減少能源的消耗

降低產品和服務的能源需求

G4-32 組織選擇之對照表

G4-33 報告書之外部保證
關於本報告書

查證聲明書

2.2.1治理架構

2.1永續組織

2.1永續組織

2.1永續組織

2.2.2倫理與誠信

2.2.2倫理與誠信

2.2.2倫理與誠信

第二章DMA

2.3營運績效

5.1.2薪資福利

3.4產業供應鏈與管理

第四章DMA

4.3.1原物料再利用

第四章DMA

4.3.2 能源管理

4.3.2 能源管理

全球永續性報告指標GRI G4對照表 ◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

指標編號 說 明 對應章節
僅對台灣揭露數據保證，

不包含海外子公司
註解/未揭露資訊與原因頁碼

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

經 濟

經濟績效

採購實務

69

1

73

23

22

22

22

26

26

26

20

29

54

39

42

46

42

46

46

42

48

48

42

43

43

43
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職業健康與安全

訓練與教育

人權

不歧視

G4-DMA

G4-HR3 歧視事件的總數，以及組織採取的改善行動

第五章DMA

5.1.4人權

全球永續性報告指標GRI G4對照表

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

指標編號

社 會

勞工實務與尊嚴勞動

勞僱關係

勞/資關係

G4-DMA

G4-EN23

G4-EN24

G4-EN25

G4-DMA

G4-EN27

G4-EN28

G4-DMA

G4-EN29

按類別及處置方法劃分的廢棄物總重量

嚴重洩漏的總次數及總量

說明組織運輸、輸入、輸出被「巴塞爾公約」附錄I、II、III、VIII視為有害廢棄物的物質之

重量，以及運往國外的百分比

降低產品和服務對環境衝擊的程度

按類別說明回收已售出之產品及產品之包裝材料的百分比

違反環境法律和法規被處巨額罰款的金額，以及所受罰款以外之制裁的次數

G4-DMA

G4-LA2 按重要營運據點劃分，只提供給全職員工(不包括臨時或兼職員工)的福利

G4-DMA

G4-LA4 是否在集體協商中具體說明有關重大營運變化的最短預告期

第四章DMA

4.2廢棄物管理

4.2廢棄物管理

4.2廢棄物管理

第四章DMA

4.4污染預防

4.3.1原物料再利用

第二章DMA

2.2.4遵循法令

第五章DMA

5.1.2薪資福利

第五章DMA

5.1.4人權

離職留職停薪資遣免職辦法

廢污水和廢棄物

產品和服務

法規遵循

說 明 對應章節
僅對台灣揭露數據保證，

不包含海外子公司
註解/未揭露資訊與原因頁碼

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

G4-DMA

G4-LA5

G4-LA6

G4-LA7

在正式的勞工健康與安全管理委員會中，協助監督和建議職業健康與安全相關規劃的勞方代

表比例

按地區和性別劃分的工傷類別、工傷頻率、職業病、損失日數比例及缺勤率，以及因公死亡

事故總數

與其職業有關之疾病高發生率與高風險的勞工

G4-LA9 按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受訓練的平均時數

第五章DMA

5.2.1安全環境

5.2.4失能傷害

5.2.1安全環境

5.1.3人才培育

42

44

44

44

42

50

46

20

27

52

54

52

55

52

56

56

54

52
55

61
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結社自由與集體協商

童工

強迫與強制勞動

人權實務申訴機制

社會

反貪腐

產品責任

產品及服務標示

行銷溝通

法規遵循

反競爭行為

法規遵循

社會衝擊問題申訴機制

G4-DMA

G4-HR4 已發現可能違反或嚴重危及結社自由及集體協商的營運據點或供應商，以及保障這些權利所採取的行動

G4-DMA

G4-HR5 已發現具有嚴重使用童工風險的營運據點和供應商，以及採取有助於杜絕使用童工的行動

G4-SO4 反貪腐政策和程序的溝通及訓練

G4-SO7 涉及反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律訴訟之總數及其結果

G4-SO11 經由正式申訴機制立案、處理和解決的社會衝擊申訴之數量

G4-PR5 客戶滿意度調查的結果

G4-PR6

G4-PR7

禁止或有爭議產品的銷售

按結果類別劃分，違反有關行銷推廣(包括廣告、推銷及贊助)的法規及自願性準則的事件總數

G4-DMA

G4-PR9 因產品與服務的提供與使用而違反法律和規定被處巨額罰款的金額

本報告書為首次發行，報告書內容所揭露之2015至2017年數據，第三方查證機構僅針對2017年的數據查驗保證

G4-DMA

G4-SO8 違反法規被處巨額罰款的金額，以及所受罰款以外之制裁的次數

G4-DMA

G4-HR12 經由正式申訴機制立案、處理和解決的人權問題申訴的數量

G4-DMA

G4-HR6
已鑑別為具嚴重強迫或強制勞動事件風險的營運據點和供應商，以及有助於減少任何形式的強

迫或強制勞動的行動

第五章DMA

5.1.4人權

第五章DMA

5.1.4人權

第五章DMA

5.1.4人權

第五章DMA

5.1.4人權

2.2.2倫理與誠信

第二章DMA

2.2.4法規遵循

3.3客戶服務

2.2.4法規遵循

－

第二章DMA

2.2.4法規遵循

未涉及反競爭行為等之
法律訴訟

無違反相關法規和自願性
原則之事件

－

無申訴案件－

指標編號 說 明 對應章節
僅對台灣揭露數據保證，

不包含海外子公司
註解/未揭露資訊與原因頁碼

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

52

55

52

55

52

55

52

55

20

27

38

20

27

27

26

-

-

-
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獨立第三方查驗聲明書
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TEL:+886-3-577-2255
FAX:+886-3-578-1706 /  +886-3-579-0405

新竹市科學工業園區工業東二路八號

TEL:+886-3-577-2255
FAX:+886-3-578-1706 /  +886-3-579-0405
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